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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
搬送アームと載置台との間で前記基板の受け渡しを行う基板受け渡し装置と，基板の周縁
部形状に沿って配設された複数の撮像手段とを利用して，前記基板の水平方向の位置決め
を行う基板位置決め方法であって，
　前記基板受け渡し装置は，前記基板をその下面で支持する複数の支持ピンを上下駆動可
能に構成するとともに水平駆動可能に構成し，
　前記支持ピンを上昇させて，前記搬送アームから前記基板を受け取る工程と，
　前記搬送アームから受け取った前記基板の周縁部を，前記各撮像手段からの出力画像に
基づいてそれぞれ検出する工程と，
　前記基板の周縁部を検出する工程において，少なくとも１つ以上の撮像手段で前記基板
の周縁部を検出できた場合は，その周縁部の形状から得られる前記基板の水平方向の位置
に基づいて所定の基準位置からの位置ずれを求め，その位置ずれが許容範囲を超える場合
には，前記支持ピンを水平方向に移動させて前記基板の位置ずれを補正する工程と，
　前記基板の周縁部を検出する工程において，いずれの撮像手段によっても前記基板の周
縁部を検出できなかった場合は，前記各撮像手段からの出力画像によって検出される前記
基板の有無状態の組合せに応じて前記基板の位置を調整する方向を求め，少なくとも１つ
以上の撮像手段によって前記基板の周縁部を検出できるまで前記支持ピンを前記位置調整
方向に移動させて前記基板の位置を調整する工程と，
を有することを特徴とする基板位置決め方法。
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【請求項２】
前記基板の位置を調整する工程において，少なくとも１つ以上の撮像手段によって前記基
板の周縁部を検出できるまで前記基板を支持したまま前記支持ピンを前記位置調整方向に
移動させて前記基板の位置を調整することを特徴とする請求項１に記載の基板位置決め方
法。
【請求項３】
前記搬送アームから前記基板を受け取る工程では，前記支持ピンを上昇させた状態で，前
記搬送アームを下降させて前記基板を受け取ることを特徴とする請求項１又は２に記載の
基板位置決め方法。
【請求項４】
基板の周縁部形状に沿って配設された複数の撮像手段からの出力画像に基づいて前記基板
の水平方向の位置ずれを補正する基板位置ずれ補正装置であって，
　前記基板をその下面で支持する複数の支持ピンを備え，これらの支持ピンは制御部によ
って上下駆動可能に構成されるとともに水平駆動可能に構成され，
　前記制御部は，
　前記各撮像手段の出力画像に基づいてそれぞれ，前記支持ピン上に支持された前記基板
の周縁部を検出する基板周縁部検出工程と，
　前記基板周縁部検出工程において，少なくとも１つ以上の撮像手段で前記基板の周縁部
を検出できた場合は，その周縁部の形状から得られる前記基板の水平方向の位置に基づい
て所定の基準位置からの位置ずれを求め，その位置ずれが許容範囲を超える場合には，前
記支持ピンで前記基板を水平方向に移動させて位置ずれを補正する基板位置ずれ補正工程
と，
　前記基板周縁部検出工程において，いずれの撮像手段によっても前記基板の周縁部を検
出できなかった場合は，前記各撮像手段からの出力画像によって検出される前記基板の有
無状態の組合せに応じて前記基板の位置を調整する方向を求め，前記支持ピンで前記基板
をその方向に移動させることによって基板位置の調整を行う基板位置調整工程と，
　位置調整された前記基板を，前記支持ピンを下降させることによって前記載置台に載置
する工程と，
　を実行することによって前記基板の位置ずれを補正することを特徴とする基板位置ずれ
補正装置。
【請求項５】
前記制御部は，前記基板位置調整工程によって，少なくとも１つ以上の撮像手段によって
前記基板の周縁部を検出できるようになった場合には，その周縁部の形状から得られる前
記基板の水平方向の位置に基づいて所定の基準位置からの位置ずれを求め，その位置ずれ
が許容範囲を超える場合には，前記支持ピンで前記基板を水平方向に移動させて位置ずれ
を補正することを特徴とする請求項４に記載の基板位置ずれ補正装置。
【請求項６】
前記制御部は，前記基板位置調整工程において，前記各撮像手段からの出力画像により得
られる前記基板の有無状態として，基板有り状態とされる撮像手段があった場合にはその
撮像手段設置部位から基板中心が遠ざかる方向であって，基板無し状態とされる撮像手段
があった場合にはその撮像手段の設置部位から基板中心が近づく方向に，前記位置調整方
向を定めることを特徴とする請求項４に記載の基板位置ずれ補正装置。
【請求項７】
前記制御部は，前記基板位置調整工程において，前記支持ピンで前記基板を前記位置調整
方向へ移動させる際に，前記基板を所定の移動量ずつ複数回にわたって移動させることを
特徴とする請求項４に記載の基板位置ずれ補正装置。
【請求項８】
前記制御部は，前記基板位置調整工程において，いずれの撮像手段によっても前記基板の
周縁部を検出できないまま，前記基板の移動回数が予め設定された所定回数を超えた場合
には，前記基板を搬送アームによって回収することを特徴とする請求項７に記載の基板位
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置ずれ補正装置。
【請求項９】
前記制御部は，前記基板位置ずれ補正工程においてさらに，
　前記基板周縁部検出工程において，すべての撮像手段で前記基板の周縁部を検出できた
場合は，そのすべての周縁部の形状から得られる前記基板の水平方向の位置に基づいて所
定の基準位置からの位置ずれを求め，その位置ずれが許容範囲を超える場合には，前記支
持ピンで前記基板を水平方向に移動させて位置ずれを補正する工程と，
　前記基板周縁部検出工程において，一部の撮像手段でしか前記基板の周縁部を検出でき
ない場合は，検出した周縁部の形状から得られる前記基板の水平方向のラフ位置に基づい
て所定の基準位置からのラフ位置ずれを求め，その位置ずれを補正するように前記支持ピ
ンで前記基板を移動させる工程と，
　前記ラフ位置ずれを補正することによって，すべての撮像手段で前記基板の周縁部を検
出できた場合は，そのすべての周縁部の形状に基づいて前記基板の水平方向の位置を検出
し直して，前記所定の基準位置からの位置ずれを求め，その位置ずれが許容範囲を超える
場合には前記支持ピンで前記基板を水平方向に移動させて位置ずれを補正する工程と，
を有することを特徴とする請求項４に記載の基板位置ずれ補正装置。
【請求項１０】
複数の照明用光源をそれぞれ前記各撮像手段に向けて光が照射されるように配置し，
　前記制御部は，前記撮像手段と照明用光源との間に基板があるとその部分の撮像手段の
出力画像は暗くなり，前記撮像手段と照明用光源との間に基板がないとその部分の撮像手
段の出力画像は明るくなることを利用して，前記各撮像手段の出力画像における基板の周
縁部及び基板の有無状態を検出することを特徴とする請求項４に記載の基板位置ずれ補正
装置。
【請求項１１】
前記制御部は，前記各撮像手段の測定視野に複数の検出領域を設定し，各検出領域の明暗
状態に応じて基板の周縁部及び基板の有無状態を検出することを特徴とする請求項１０に
記載の基板位置ずれ補正装置。
【請求項１２】
基板の周縁部形状に沿って配設された複数の撮像手段からの出力画像に基づいて前記基板
の水平方向の位置決めを行う基板位置決め方法であって，
　前記各撮像手段の出力画像に基づいてそれぞれ，位置検出の対象となる基板の周縁部を
検出する基板周縁部検出工程と，
　前記基板周縁部検出工程において，少なくとも１つ以上の撮像手段で前記基板の周縁部
を検出できた場合は，その周縁部の形状から得られる前記基板の水平方向の位置に基づい
て所定の基準位置からの位置ずれを求め，その位置ずれが許容範囲を超える場合には，前
記基板を水平方向に移動させて位置ずれを補正する基板位置ずれ補正工程と，
　前記基板周縁部検出工程において，いずれの撮像手段によっても前記基板の周縁部を検
出できなかった場合は，前記各撮像手段からの出力画像によってその測定視野に前記基板
が有るか無いかの有無状態を検出して，基板有り状態を検出した撮像手段についてはその
設置部位から遠ざかる方向を調整方向とするとともに基板無し状態を検出した撮像手段に
ついてはその設置部位に近づく方向を調整方向としたときに，前記各撮像手段ごとに得ら
れる前記調整方向を合成した方向を前記基板の位置調整方向とし，その方向に前記基板を
移動させることによって基板位置の調整を行う基板位置調整工程と，
を有し，
　複数の照明用光源をそれぞれ前記各撮像手段に向けて光が照射されるように配置し，前
記撮像手段と照明用光源との間に基板があるとその部分の撮像手段の出力画像は暗くなり
，前記撮像手段と照明用光源との間に基板がないとその部分の撮像手段の出力画像は明る
くなることを利用して，前記各撮像手段の出力画像における基板の周縁部及び基板の有無
状態を検出し，
　前記各撮像手段の測定視野に複数の検出領域を設定し，各検出領域の明暗状態に応じて
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基板の周縁部及び基板の有無状態を検出するとともに前記基板の調整方向を決定すること
を特徴とする基板位置決め方法。
【請求項１３】
前記基板位置調整工程によって，少なくとも１つ以上の撮像手段によって前記基板の周縁
部を検出できるようになった場合には，その周縁部の形状から得られる前記基板の水平方
向の位置に基づいて所定の基準位置からの位置ずれを求め，その位置ずれが許容範囲を超
える場合には，前記基板を水平方向に移動させて位置ずれを補正することを特徴とする請
求項１２に記載の基板位置決め方法。
【請求項１４】
前記基板位置調整工程において，前記基板を前記位置調整方向へ移動させる際に，前記基
板を所定の移動量ずつ複数回にわたって移動させることを特徴とする請求項１２に記載の
基板位置決め方法。
【請求項１５】
前記基板位置調整工程において，いずれの撮像手段によっても前記基板の周縁部を検出で
きないまま，前記基板の移動回数が予め設定された所定回数を超えた場合には，前記基板
を回収することを特徴とする請求項１４に記載の基板位置決め方法。
【請求項１６】
前記基板位置ずれ補正工程はさらに，
　前記基板周縁部検出工程において，すべての撮像手段で前記基板の周縁部を検出できた
場合は，そのすべての周縁部の形状から得られる前記基板の水平方向の位置に基づいて所
定の基準位置からの位置ずれを求め，その位置ずれが許容範囲を超える場合には，前記基
板を水平方向に移動させて位置ずれを補正する工程と，
　前記基板周縁部検出工程において，一部の撮像手段でしか前記基板の周縁部を検出でき
ない場合は，検出した周縁部の形状から得られる前記基板の水平方向のラフ位置に基づい
て所定の基準位置からのラフ位置ずれを求め，その位置ずれを補正するように前記基板を
移動させる工程と，
　前記ラフ位置ずれを補正することによって，すべての撮像手段で前記基板の周縁部を検
出できた場合は，そのすべての周縁部の形状に基づいて前記基板の水平方向の位置を検出
し直して，前記所定の基準位置からの位置ずれを求め，その位置ずれが許容範囲を超える
場合には前記基板を水平方向に移動させて位置ずれを補正する工程と，
を有することを特徴とする請求項１２に記載の基板位置決め方法。
【請求項１７】
基板の周縁部形状に沿って配設された複数の撮像手段からの出力画像に基づいて前記基板
の水平方向の位置を検出する基板位置検出方法であって，
　前記各撮像手段の出力画像に基づいてそれぞれ，位置検出の対象となる基板の周縁部を
検出する基板周縁部検出工程と，
　前記基板周縁部検出工程において，少なくとも１つ以上の撮像手段で前記基板の周縁部
を検出できたと判断した場合は，その周縁部の形状に基づいて前記基板の水平方向の位置
を検出する基板位置検出工程と，
　前記基板周縁部検出工程において，いずれの撮像手段によっても前記基板の周縁部を検
出できなかったと判断した場合は，前記各撮像手段からの出力画像によってその測定視野
に前記基板が有るか無いかの有無状態を検出して，基板有り状態を検出した撮像手段につ
いてはその設置部位から遠ざかる方向を調整方向とするとともに基板無し状態を検出した
撮像手段についてはその設置部位に近づく方向を調整方向としたときに，前記各撮像手段
ごとに得られる前記調整方向を合成した方向を前記基板の位置調整方向とし，その方向に
前記基板を移動させることによって基板位置の調整を行う基板位置調整工程と，
を有し，
　複数の照明用光源をそれぞれ前記各撮像手段に向けて光が照射されるように配置し，前
記撮像手段と照明用光源との間に基板があるとその部分の撮像手段の出力画像は暗くなり
，前記撮像手段と照明用光源との間に基板がないとその部分の撮像手段の出力画像は明る
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くなることを利用して，前記各撮像手段の出力画像における基板の周縁部及び基板の有無
状態を検出し，
　前記各撮像手段の測定視野に複数の検出領域を設定し，各検出領域の明暗状態に応じて
基板の周縁部及び基板の有無状態を検出するとともに前記基板の調整方向を決定すること
を特徴とする基板位置検出方法。
【請求項１８】
前記基板位置検出工程はさらに，
　前記基板周縁部検出工程において，すべての撮像手段で前記基板の周縁部を検出できた
場合は，そのすべての周縁部の形状に基づいて前記基板の水平方向の位置を検出する工程
と，
　前記基板周縁部検出工程において，一部の撮像手段でしか前記基板の周縁部を検出でき
ない場合は，検出した周縁部の形状から得られる前記基板の水平方向のラフ位置に基づい
て所定の基準位置からのラフ位置ずれを求め，その位置ずれを補正するように前記基板を
移動させる工程と，
　前記ラフ位置ずれを補正することによって，すべての撮像手段で前記基板の周縁部を検
出できた場合は，そのすべての周縁部の形状に基づいて前記基板の水平方向の位置を検出
し直す工程と，
を有することを特徴とする請求項１７に記載の基板位置検出方法。
【請求項１９】
搬送アームで基板を回収する基板回収方法であって，
　基板の周縁部形状に沿って配設された複数の撮像手段からの出力画像に基づいてそれぞ
れ，回収の対象となる基板の周縁部を検出する基板周縁部検出工程と，
　前記基板周縁部検出工程において，少なくとも１つ以上の撮像手段で前記基板の周縁部
を検出できた場合は，その周縁部の形状から得られる前記基板の水平方向の位置に基づい
て所定の基準位置からの位置ずれを求め，その位置ずれが回収可能範囲を超える場合には
前記基板を水平方向に移動させて位置ずれを補正する基板位置ずれ補正工程と，
　前記位置ずれが前記回収可能範囲を超えない場合又は前記位置ずれ補正により前記回収
可能範囲を超えなくなった場合には，前記搬送アームによって前記基板を回収する基板回
収工程と，
　前記基板周縁部検出工程において，いずれの撮像手段によっても前記基板の周縁部を検
出できなかった場合は，前記各撮像手段からの出力画像によってその測定視野に前記基板
が有るか無いかの有無状態を検出して，基板有り状態を検出した撮像手段についてはその
設置部位から遠ざかる方向を調整方向とするとともに基板無し状態を検出した撮像手段に
ついてはその設置部位に近づく方向を調整方向としたときに，前記各撮像手段ごとに得ら
れる前記調整方向を合成した方向を前記基板の位置調整方向とし，その方向に前記基板を
移動させることによって基板位置の調整を行う基板位置調整工程と，
を有し，
　複数の照明用光源をそれぞれ前記各撮像手段に向けて光が照射されるように配置し，前
記撮像手段と照明用光源との間に基板があるとその部分の撮像手段の出力画像は暗くなり
，前記撮像手段と照明用光源との間に基板がないとその部分の撮像手段の出力画像は明る
くなることを利用して，前記各撮像手段の出力画像における基板の周縁部及び基板の有無
状態を検出し，
　前記各撮像手段の測定視野に複数の検出領域を設定し，各検出領域の明暗状態に応じて
基板の周縁部及び基板の有無状態を検出するとともに前記基板の調整方向を決定すること
を特徴とする基板回収方法。
【請求項２０】
前記基板位置調整工程によって，少なくとも１つ以上の撮像手段によって前記基板の周縁
部を検出できるようになった場合には，その周縁部の形状から得られる前記基板の水平方
向の位置に基づいて所定の基準位置からの位置ずれを求め，その位置ずれが回収可能範囲
を超える場合には前記基板を水平方向に移動させて位置ずれを補正し，前記位置ずれが前
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記回収可能範囲を超えない場合又は前記位置ずれ補正により前記回収可能範囲を超えなく
なった場合には，前記搬送アームによって前記基板を回収することを特徴とする請求項１
９に記載の基板回収方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，基板位置決め方法，基板位置検出方法，基板回収方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に，半導体集積回路の製造工程においては，被処理基板例えば半導体ウエハ（以下
，単に「ウエハ」とも称する）に成膜処理，エッチング処理，熱処理などの各種のプロセ
ス処理を繰り返し行うことによってウエハ上に集積回路を形成していく。また，上記各プ
ロセス処理が施されたウエハには，所定の後処理が行われる場合もある。後処理としては
，例えばウエハの洗浄のための処理（例えばウエハに付着した付着物の除去処理など），
プロセス処理の結果を測定する処理（例えば膜厚測定処理，パーティクル測定処理など）
が挙げられる。
【０００３】
　このようなウエハの処理は，例えばプラズマ処理，測定処理など所定の処理を実行可能
に構成された処理室を備える基板処理装置によって行われる。基板処理装置は，例えばウ
エハを搬送する搬送アームを旋回，進退自在に設けた搬送ロボットを備え，この搬送アー
ムによってウエハが処理室に搬送される。一般に，処理室内にはウエハを載置する載置台
が設けられ，この載置台と上記搬送アームとの間でウエハの受け渡しが行われる。
【０００４】
　ところで，載置台上に受け渡されたウエハに対して適切な処理を施すためには，ウエハ
を水平方向の位置ずれがないように正確に載置台上に載置する必要がある。そのためには
先ずウエハの位置ずれを検出した上で，位置ずれがあった場合にはそれを補正して，ウエ
ハを位置決めする必要がある。
【０００５】
　この点，従来は，ウエハを少なくとも１回以上回転させながらウエハの外縁全周を検出
することによってウエハの位置ずれを検出していた。例えば特許文献１には，先ずウエハ
を載置台上に載置させたままウエハを回転させて，ＣＣＤリニアセンサでウエハ外縁全周
を検出することによってウエハの位置ずれを検出するものが記載されている。
【０００６】
　また，例えば特許文献２には，搬送ロボット自体にウエハの位置決め装置を設け，搬送
ロボットでピンセット上のウエハの位置を補正するものが記載されている（特許文献２の
図２，図３参照）。この場合は，先ずピンセットで取り出したウエハを昇降部材で持ち上
げたまま回転させて，発光ダイオードに対向して配置された受光センサでウエハの外縁全
周を検出することによってウエハの位置ずれを検出する。
【０００７】
【特許文献１】特開平８－８３２８号公報
【特許文献２】特開平５－３４３５００号公報
【特許文献３】特開平１１－９１９４８号公報
【特許文献４】特開２００２－２８０２８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら，上述したようにウエハを少なくとも１回以上回転させてウエハの位置ず
れを検出するものでは，回転させてみなければどれだけ位置ずれしているかわからない。
このため，ウエハが大きく位置ずれしていた場合には，回転させたときに処理室の内壁や
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処理室内に配設される部品などに接触してウエハを割ってしまうなど，ウエハにダメージ
を与える虞があるという問題がある。
【０００９】
　この点，ウエハを回転させずにウエハの外縁の一部を検出することによってウエハの位
置を検出できるものも知られている。例えば特許文献３には，ウエハの外縁の一部を処理
室の内壁で規制し，ウエハの外周端よりも僅かに内側に基板検出センサを配置することで
，基板検出センサによるウエハの有無によって位置ずれの有無を検出するものが記載され
ている。また，特許文献４には，処理室内に吊下げられた回転支持体（搬入アーム）でウ
エハの外縁を挟み込むように支持したまま，複数のＣＣＤカメラでウエハの外縁を撮影し
，その撮影結果に基づいてウエハの位置を検出するものが記載されている。
【００１０】
　ところが，特許文献３，４に記載のものでは，ウエハの外縁の一部を処理室の内壁や搬
入アームで規制するので，ウエハを処理室内に搬入する際にウエハが大きくずれていると
，その規制部分に接触してウエハにダメージを与える虞がある。また，特許文献４に記載
のものでは，たとえ搬入アームにウエハの外縁の規制がなかったとしても，すべてのＣＣ
Ｄカメラでウエハの周縁部を撮影できないほど位置ずれが大きいと，ウエハの位置を検出
できないばかりか，ウエハの位置を補正すべき方向さえわからないため，位置ずれを補正
することもできない。
【００１１】
　また，このようにウエハの位置ずれを検出できないほど位置ずれが大きい場合には，例
えば搬送アームでウエハを回収しようとしても，搬送アーム上に載せることができない虞
がある。また，たとえ搬送アーム上にウエハを載せることができたとしても，搬送アーム
上でのウエハの位置ずれが大きい場合には処理室から搬出する際に，ウエハが処理室の内
壁，処理室内の部品，処理室の基板搬出入口などに接触してウエハが割れるなどウエハに
ダメージを与える虞がある。
【００１２】
　このため，ウエハの位置ずれが大きい場合，従来は処理室の稼働を停止してメンテナン
スによって例えば人手で処理室の蓋を開けてウエハの回収を行っていた。ところが，メン
テナンスによるウエハの回収を行うと，人手が必要になるとともに，処理室の稼働率が低
下するという問題がある。
【００１３】
　そこで，本発明はこのような問題に鑑みてなされたもので，その目的は，基板の周縁部
を検出できる場合のみならず，基板の周縁部が検出できないほど大きく基板が位置ずれし
ている場合であっても，基板にダメージを与えることなく，基板の位置検出や位置決め，
基板の回収などを行うことができる基板の位置決め方法，基板位置検出方法，基板回収方
法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を解決するために，本発明のある観点によれば，基板の周縁部形状に沿って配
設された複数の撮像手段からの出力画像に基づいて前記基板の水平方向の位置決めを行う
基板位置決め方法であって，前記各撮像手段の出力画像に基づいてそれぞれ，位置検出の
対象となる基板の周縁部を検出する基板周縁部検出工程と，少なくとも１つ以上の撮像手
段で前記基板の周縁部を検出できた場合は，その周縁部の形状から得られる前記基板の水
平方向の位置に基づいて所定の基準位置からの位置ずれを求め，その位置ずれが許容範囲
を超える場合には，前記基板を水平方向に移動させて位置ずれを補正する基板位置ずれ補
正工程と，いずれの撮像手段によっても前記基板の周縁部を検出できなかった場合は，前
記各撮像手段からの出力画像によって検出される前記基板の有無状態の組合せに応じて前
記基板の位置を調整する方向を求め，その方向へ前記基板を移動させることによって基板
位置の調整を行う基板位置調整工程とを有することを特徴とする基板位置決め方法が提供
される。
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【００１５】
　本発明は，いずれの撮像手段によっても基板周縁部を検出できない場合には，基板の位
置を検出できないので位置ずれの程度はわからないものの，各撮像手段からの出力画像に
よって検出される基板の有無状態（例えば明暗状態）の組合せによって位置ずれしている
方向だけは推測できることを利用して基板の位置調整を行うようにしたものである。これ
により，基板の位置が検出できなくても，おおよそ位置ずれが補正される方向へ基板の位
置を調整することができる。
【００１６】
　従って，本発明によれば，撮像手段によって基板の周縁部を検出できる程度に基板が位
置ずれしている場合のみならず，撮像手段によって基板の周縁部が検出できないほど大き
く基板が位置ずれしている場合であっても，おおよそ位置ずれが補正される方向へ基板の
位置を調整することができるので，基板を例えば処理室の側壁や部品に接触させるなど基
板にダメージを与えることなく，基板の位置決めを行うことができる。
【００１７】
　また，上記基板位置調整工程によって，少なくとも１つ以上の撮像手段によって前記基
板の周縁部を検出できるようになった場合には，その周縁部の形状から得られる前記基板
の水平方向の位置に基づいて所定の基準位置からの位置ずれを求め，その位置ずれが許容
範囲を超える場合には，前記基板を水平方向に移動させて位置ずれを補正するようにして
もよい。このように，基板の位置を検出し直して位置ずれを補正することによって，より
的確に基板の位置を補正することができる。
【００１８】
　また，上記基板位置調整工程において，前記各撮像手段からの出力画像により得られる
前記基板の有無状態として，基板有り状態とされる撮像手段があった場合にはその撮像手
段設置部位から基板中心が遠ざかる方向であって，基板無し状態とされる撮像手段があっ
た場合にはその撮像手段の設置部位から基板中心が近づく方向に，前記位置調整方向を定
めることが好ましい。これによれば，おおよそ位置ずれが補正される方向を位置調整方向
とすることができる。
【００１９】
　また，上記基板位置調整工程において，前記基板を前記位置調整方向へ移動させる際に
，前記基板を所定の移動量ずつ複数回にわたって移動させるようにしてもよい。これによ
れば，基板を移動させすぎることを防止でき，基板を確実に基準位置に近づけることがで
きる。この場合，いずれの撮像手段によっても前記基板の周縁部を検出できないまま，前
記基板の移動回数が予め設定された所定回数を超えた場合には，前記基板を回収するよう
にしてもよい。
【００２０】
　また，上記基板位置ずれ補正工程はさらに，すべての撮像手段で前記基板の周縁部を検
出できた場合は，そのすべての周縁部の形状から得られる前記基板の水平方向の位置に基
づいて所定の基準位置からの位置ずれを求め，その位置ずれが許容範囲を超える場合には
，前記基板を水平方向に移動させて位置ずれを補正する工程と，一部の撮像手段でしか前
記基板の周縁部を検出できない場合は，検出した周縁部の形状から得られる前記基板の水
平方向のラフ位置に基づいて所定の基準位置からのラフ位置ずれを求め，その位置ずれを
補正するように前記基板を移動させる工程と，前記ラフ位置ずれを補正することによって
，すべての撮像手段で前記基板の周縁部を検出できた場合は，そのすべての周縁部の形状
に基づいて前記基板の水平方向の位置を検出し直して，前記所定の基準位置からの位置ず
れを求め，その位置ずれが許容範囲を超える場合には前記基板を水平方向に移動させて位
置ずれを補正する工程とを有するようにしてもよい。
【００２１】
　本発明のように，撮像手段で検出された基板周縁部から基板の位置（例えば基板中心）
を求める場合には，一部の撮像手段で基板周縁部が検出できれば，すべての撮像手段で検
出できた場合より低い精度ではあるものの，基板の位置を検出することはできる。このた
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め，一部の撮像手段でしか基板周縁部を検出できない場合は，検出した周縁部の形状から
得られる基板のラフ位置によって位置ずれを補正する。
【００２２】
　これにより，すべての撮像手段で基板周縁部を検出できる位置まで基板を移動させるこ
とができるので，位置ずれを検出し直して補正することができる。従って，すべての撮像
手段で基板周縁部を検出できる場合のみならず，一部の撮像手段でしか基板周縁部を検出
できない場合でも，基板の位置ずれを正確に補正することができる。
【００２３】
　また，複数の照明用光源をそれぞれ前記各撮像手段に向けて光が照射されるように配置
し，前記撮像手段と照明用光源との間に基板があるとその部分の撮像手段の出力画像は暗
くなり，前記撮像手段と照明用光源との間に基板がないとその部分の撮像手段の出力画像
は明るくなることを利用して，前記各撮像手段の出力画像における基板の周縁部及び基板
の有無状態を検出する。この場合，例えば各撮像手段の測定視野に複数の検出領域を設定
し，各検出領域の明暗状態に応じて基板の周縁部及び基板の有無状態を検出する。これに
より，簡単なアルゴリズムで基板の周縁部及び基板の有無状態を検出することができる。
【００２４】
　上記課題を解決するために，本発明の別の観点によれば，基板の周縁部形状に沿って配
設された複数の撮像手段からの出力画像に基づいて前記基板の水平方向の位置を検出する
基板位置検出方法であって，前記各撮像手段の出力画像に基づいてそれぞれ，位置検出の
対象となる基板の周縁部を検出する基板周縁部検出工程と，少なくとも１つ以上の撮像手
段で前記基板の周縁部を検出できたと判断した場合は，その周縁部の形状に基づいて前記
基板の水平方向の位置を検出する基板位置検出工程と，いずれの撮像手段によっても前記
基板の周縁部を検出できなかったと判断した場合は，前記各撮像手段からの出力画像によ
り得られる前記基板の有無状態の組合せに応じて前記基板の位置を調整する方向を求め，
その方向に前記基板を移動させることによって基板位置の調整を行う基板位置調整工程と
を有することを特徴とする基板位置検出方法が提供される。
【００２５】
　このような本発明によれば，撮像手段によって基板の周縁部を検出できる程度に基板が
位置ずれしている場合のみならず，撮像手段によって基板の周縁部が検出できないほど大
きく基板が位置ずれしている場合であっても，おおよそ位置ずれが補正される方向へ基板
の位置を調整することができるので，基板を例えば処理室の側壁や部品に接触させるなど
基板にダメージを与えることなく，基板の位置を検出することができる。
【００２６】
　また，上記基板位置検出工程はさらに，すべての撮像手段で前記基板の周縁部を検出で
きた場合は，そのすべての周縁部の形状に基づいて前記基板の水平方向の位置を検出する
工程と，一部の撮像手段でしか前記基板の周縁部を検出できない場合は，検出した周縁部
の形状から得られる前記基板の水平方向のラフ位置に基づいて所定の基準位置からのラフ
位置ずれを求め，その位置ずれを補正するように前記基板を移動させる工程と，前記ラフ
位置ずれを補正することによって，すべての撮像手段で前記基板の周縁部を検出できた場
合は，そのすべての周縁部の形状に基づいて前記基板の水平方向の位置を検出し直す工程
とを有するようにしてもよい。これによれば，すべての撮像手段で基板周縁部を検出でき
る場合のみならず，一部の撮像手段でしか基板周縁部を検出できない場合でも，基板の位
置ずれを正確に補正することができる。
【００２７】
　上記課題を解決するために，本発明の別の観点によれば，搬送アームで基板を回収する
基板回収方法であって，基板の周縁部形状に沿って配設された複数の撮像手段からの出力
画像に基づいてそれぞれ，回収の対象となる基板の周縁部を検出する基板周縁部検出工程
と，少なくとも１つ以上の撮像手段で前記基板の周縁部を検出できた場合は，その周縁部
の形状から得られる前記基板の水平方向の位置に基づいて所定の基準位置からの位置ずれ
を求め，その位置ずれが回収可能範囲を超える場合には前記基板を水平方向に移動させて
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位置ずれを補正する基板位置ずれ補正工程と，前記位置ずれが前記回収可能範囲を超えな
い場合又は前記位置ずれ補正により前記回収可能範囲を超えなくなった場合には，前記搬
送アームによって前記基板を回収する基板回収工程とを有することを特徴とする基板回収
方法が提供される。
【００２８】
　このような本発明によれば，少なくとも１つ以上の撮像手段によって基板の周縁部を検
出できれば，基板の位置ずれを補正することができるので，基板を搬送アームで回収可能
な位置まで移動させることができる。これにより，例えば処理室の側壁や部品に接触させ
るなど基板にダメージを与えることなく搬送アームによって回収することができる。
【００２９】
　さらに，いずれの撮像手段によっても前記基板の周縁部を検出できなかった場合は，前
記各撮像手段からの出力画像によって検出される前記基板の有無状態の組合せに応じて前
記基板の位置を調整する方向を求め，その方向に前記基板を移動させることによって基板
位置の調整を行う基板位置調整工程を有するようにしてもよい。これによれば，撮像手段
によって基板の周縁部が検出できないほど大きく基板が位置ずれしている場合であっても
，おおよそ位置ずれが補正される方向へ基板の位置を調整することができるので，基板を
搬送アームで回収可能な位置まで移動させることができる。これにより，従来はメンテナ
ンスによる回収が必要だった場合でも，基板にダメージを与えることなく搬送アームによ
って回収することができる。
【００３０】
　また，上記基板位置調整工程によって，少なくとも１つ以上の撮像手段によって前記基
板の周縁部を検出できるようになった場合には，その周縁部の形状から得られる前記基板
の水平方向の位置に基づいて所定の基準位置からの位置ずれを求め，その位置ずれが回収
可能範囲を超える場合には前記基板を水平方向に移動させて位置ずれを補正し，前記位置
ずれが前記回収可能範囲を超えない場合又は前記位置ずれ補正により前記回収可能範囲を
超えなくなった場合には，前記搬送アームによって前記基板を回収するようにしてもよい
。これによれば，基板の位置を検出し直して位置ずれを補正することによって，より的確
に基板の位置を補正することができる。
【００３１】
　上記課題を解決するために，本発明の別の観点によれば，搬送アームと載置台との間で
前記基板の受け渡しを行う基板受け渡し装置と，基板の周縁部形状に沿って配設された複
数の撮像手段とを利用して，前記基板の水平方向の位置決めを行う基板位置決め方法であ
って，前記基板受け渡し装置は，前記基板をその下面で支持する複数の支持ピンを上下駆
動可能に構成するとともに水平駆動可能に構成し，前記支持ピンを上昇させて，前記搬送
アームから前記基板を受け取る工程と，前記搬送アームから受け取った前記基板の周縁部
を，前記各撮像手段からの出力画像に基づいてそれぞれ検出する工程と，少なくとも１つ
以上の撮像手段で前記基板の周縁部を検出できた場合は，その周縁部の形状から得られる
前記基板の水平方向の位置に基づいて所定の基準位置からの位置ずれを求め，その位置ず
れが許容範囲を超える場合には，前記支持ピンを水平方向に移動させて前記基板の位置ず
れを補正する工程と，いずれの撮像手段によっても前記基板の周縁部を検出できなかった
場合は，前記各撮像手段からの出力画像によって検出される前記基板の有無状態の組合せ
に応じて前記基板の位置を調整する方向を求め，少なくとも１つ以上の撮像手段によって
前記基板の周縁部を検出できるまで前記基板を支持したまま前記支持ピンを前記位置調整
方向に移動させて前記基板の位置を調整する工程とを有することを特徴とする基板位置決
め方法が提供される。
【００３２】
　また，上記搬送アームから前記基板を受け取る工程では，前記支持ピンを上昇させた状
態で，前記搬送アームを下降させて前記基板を受け取るようにしてもよい。これによれば
，支持ピンを上昇させたまま基板を受け取ることができる。
【００３３】
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　このような本発明によれば，基板受け渡し装置によって支持ピンで基板を持ち上げたま
ま，基板の位置決めを行うことができる。これにより，基板の位置決めを短時間で行うこ
とができる。また，搬送アームは基板を基板受け渡し装置に渡した後は，他の処理を行う
ことができるので，基板処理のスループットを向上させることができる。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明によれば，基板の周縁部が検出できないほど大きく基板が位置ずれしている場合
であっても，基板にダメージを与えることなく，基板の位置検出や位置決め，基板の回収
などを行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　以下に添付図面を参照しながら，本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお，本明細書および図面において，実質的に同一の機能構成を有する構成要素について
は，同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００３６】
（装置構成例）
　まず，本発明の方法を実施可能な装置についての実施形態を図面を参照しながら説明す
る。図１は各装置の設置例を説明するための斜視図であり，図２は図１に示す各装置の側
面を示す図である。本実施形態では，図示しない搬送アームと載置台１１２との間で基板
例えば半導体ウエハ（以下，単に「ウエハ」とも称する）Ｗを受け渡しする基板受け渡し
装置１３０を利用して，載置台に載置するウエハＷの位置ずれ補正を行う場合の実施形態
について説明する。従って，本実施形態における基板受け渡し装置１３０は基板位置ずれ
補正装置としても機能する。
【００３７】
　図１，図２に示すように，ウエハＷを載置する載置台１１２を備える載置台ユニット１
１０の近傍には，ウエハＷの水平方向の位置を調整可能な基板受け渡し装置（リフタユニ
ット）１３０が配設されるとともに，ウエハＷの水平方向の位置を検出するための基板位
置検出装置１５０が配設されている。
【００３８】
　載置台１１２は，例えば図１に示すようにウエハＷの径よりも小さい円板状に形成され
ている。ウエハＷは載置台１１２の上側の載置面に載置される。載置台１１２は，支持軸
１１４によって例えば処理室内の底面にボルトなどの締結部材で取り付けられている。な
お，載置台１１２は回転するように構成してもよい。載置台１１２を回転するように構成
する場合には，例えば支持軸１１４の内部に例えばステッピングモータを設け，このステ
ッピングモータの駆動によって載置台１１２を回転させるようにしてもよい。また，載置
台１１２には，その載置面上のウエハＷを例えばバキュームチャック機能によって吸着保
持するようにしてもよい。これによって，載置台１１２が高速回転しても，載置台１１２
からのウエハＷの脱落を防止できる。載置台ユニット１１０は，図２に示すように制御部
２００に接続されており，この制御部２００からの制御信号に基づいて載置台１１２が回
転制御されるようになっている。
【００３９】
（基板位置ずれ補正装置）
　ここで，基板位置ずれ補正装置としての基板受け渡し装置１３０の構成について図１，
図３を参照しながら詳細に説明する。図３は，図１から基板受け渡し装置のみを取り出し
て図示したものである。なお，図３では基板受け渡し装置の構成を分りやすくするため，
載置台１１２を省略して載置台１１２の支持軸１１４のみを２点鎖線で示している。
【００４０】
　図３に示すように，基板受け渡し装置１３０は，図示しない搬送アームと載置台１１２
との間でウエハＷの受け渡しする際に，ウエハＷを支持する複数（例えば３つ）の支持ピ
ン（リフタピン）１３２（１３２Ａ～１３２Ｃ）を備える。これらの支持ピン１３２Ａ～
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１３２Ｃは図３に示すように載置台１１２の支持軸１１４周りに離間して配設される。支
持ピン１３２Ａ～１３２Ｃは例えばウエハＷを安定して支持できるように支持軸１１４周
りに等間隔で配置することが好ましい。また，支持ピン１３２の数は，３つに限られるも
のではないが，ウエハを安定して支持できるように少なくとも３つ以上であることが好ま
しい。
【００４１】
　支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃは，基台（リフタベース）１３４に立設され，この基台１
３４を介してすべての支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃを一斉に上下方向又は水平方向に移動
できるようになっている。基台１３４は，例えば図３に示すように略リング形状に形成さ
れた取付板１３５と，取付板１３５を支持する支持板１３６によって構成される。取付板
１３５にはその上部にリング形状に沿って所定の間隔（例えば等間隔）で各支持ピン１３
２Ａ～１３２Ｃが取り付けられ，支持板１３６は後述する支持ピン駆動機構１３８のＸ方
向駆動手段１３８Ｘを構成するステージに取り付けられている。
【００４２】
　なお，取付板１３５のリング状の一部には，支持軸１１４の側面から取付板１３５を挿
入できる程度の開口部が設けられている。これにより，支持軸１１４が処理室の底面に固
定した後でも，取付板１３５をその開口部から支持軸１１４に挿入させて支持軸１１４周
りに支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃが配置するように基板受け渡し装置１３０を設置するこ
とができる。
【００４３】
　基台１３４は，支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃを上下方向のみならず，水平方向にも駆動
可能な支持ピン駆動機構１３８に取り付けられている。具体的には例えば支持ピン駆動機
構１３８は，基台１３４を介して支持ピン１３２Ａ～１３２ＣをＸ方向に駆動させること
ができるＸ方向駆動手段１３８Ｘと，Ｙ方向に駆動させることができるＹ方向駆動手段１
３８Ｙを備える。Ｘ方向駆動手段１３８Ｘは例えばＸ方向にリニア駆動可能なステージで
構成し，Ｙ方向駆動手段１３８Ｙは例えばＸ方向とは垂直のＹ方向にＸ方向駆動手段をリ
ニア駆動可能なステージで構成するようにしてもよい。なお，これらＸ方向駆動手段１３
８Ｘ及びＹ方向駆動手段１３８Ｙは，水平方向（ＸＹ方向）駆動手段を構成する。
【００４４】
　また，支持ピン駆動機構１３８は，基台１３４を介して支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃを
Ｚ方向（上下方向）に駆動可能な上下方向駆動手段としてのＺ方向駆動手段１３８Ｚを備
える。Ｚ方向駆動手段１３８ＺはＸ方向駆動手段１３８Ｘ及びＹ方向駆動手段１３８Ｙを
例えばリニア駆動可能なステージで上下駆動させるように構成してもよい。
【００４５】
　これら各駆動手段１３８Ｘ，１３８Ｙ，１３８Ｚのアクチュエータとしては，例えばリ
ニアアクチュエータを用いることが好ましい。リニアアクチュエータを採用すれば，数μ
ｍまたはそれ以下の繰り返し位置決め精度が得られ，かつ高速に各ステージを推進するこ
とができる。なお，リニアアクチュエータ以外にも，例えばボールネジとステッピングモ
ータの組み合わせ機構によって各ステージを駆動するように構成してもよい。なお，基板
受け渡し装置１３０は，図２に示すように制御部２００に接続されており，この制御部２
００からの制御信号に基づいて各駆動手段１３８Ｘ，１３８Ｙ，１３８Ｚが駆動制御され
るようになっている。
【００４６】
　このような支持ピン駆動機構１３８によれば，Ｚ方向駆動手段１３８Ｚで支持ピン１３
２Ａ～１３２Ｃを基台１３４を介して上下駆動させることにより，搬送アーム又は載置台
１１２に対するウエハＷの上げ下ろしを行うことができる。また，Ｘ方向駆動手段１３８
Ｘ及びＹ方向駆動手段１３８Ｙにより，支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃを基台１３４を介し
て水平方向（ＸＹ方向）に駆動させて，支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃの上にウエハＷを載
せたまま，水平方向の位置を調整することができる。
【００４７】



(13) JP 5132904 B2 2013.1.30

10

20

30

40

50

　これにより，搬送アームからウエハＷを支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃで受け取った後は
，搬送アームや搬送ロボットを使わずに，支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃの上にウエハＷを
載せたまま水平方向に動かすだけでウエハＷの位置ずれを補正することができ，結果とし
てウエハ処理のスループットを向上させることができる。
【００４８】
　ところで，図１に示すような比較的大きな径の載置台１１２でウエハＷの受け渡しを行
う場合には，各支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃを載置台１１２の径よりも内側に配設する。
そして，載置台１１２に形成された貫通孔を通して載置台１１２の載置面から各支持ピン
１３２Ａ～１３２Ｃの先端が突没するように構成する。例えば図１に示すように載置台１
１２に支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃをそれぞれ通す貫通孔１１３Ａ～１１３Ｃを形成する
。
【００４９】
　これによれば，Ｚ方向駆動手段１３８Ｚにより支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃを上下駆動
することによって，各支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃの先端が貫通孔１１３Ａ～１１３Ｃを
突没可能に昇降させることができる。またＸ方向駆動手段１３８Ｘ及びＹ方向駆動手段１
３８Ｙにより支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃを水平駆動（ＸＹ駆動）することによって，各
支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃの先端が各貫通孔１１３Ａ～１１３Ｃ内を通して載置台１１
２の載置面から突き出したまま，各貫通孔１１３Ａ～１１３Ｃ内を水平移動（ＸＹ移動）
させることができる。
【００５０】
　このような構成によればウエハＷの中心寄りのポイントを各支持ピン１３２Ａ～１３２
Ｃで支持することができるので，例えば載置台１１２上のウエハＷの端部に処理（例えば
後述する洗浄処理）を施す場合に，その処理の対象となる部位からできるだけ離れたポイ
ントでウエハを支持することができる。
【００５１】
　なお，このような各貫通孔１１３Ａ～１１３Ｃの開口径は，例えば支持ピン１３２Ａ～
１３２Ｃの径と水平方向への移動量（例えば水平方向の位置決め可能範囲）に応じて設定
することが好ましい。各貫通孔１１３Ａ～１１３Ｃは，例えば直径１０～２０ｍｍで形成
される。
【００５２】
　また，載置台１１２が回転可能に構成される場合には，載置台１１２を回転させるとき
には，支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃの先端を載置台１１２の底面よりも下側に下げること
により，載置台１１２を回転するときに貫通孔１１３Ａ～１１３Ｃと支持ピン１３２Ａ～
１３２Ｃとが衝突しないようにすることができる。
【００５３】
　また，本実施形態では，載置台の各貫通孔に支持ピンを１つずつ挿入するようにした場
合について説明したが，必ずしもこれに限定されるものではなく，支持ピンの数を多くす
る場合には，載置台の複数の貫通孔に複数の支持ピンをそれぞれ挿入するようにしてもよ
い。
【００５４】
　このような本実施形態にかかる基板受け渡し装置１３０では，支持ピン１３２Ａ～１３
２Ｃを水平方向（ＸＹ方向）に移動可能に構成したことにより，例えば搬送アームＴＡか
らウエハＷを支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃで受け取った後は，搬送アームＴＡを使わずに
，支持ピン１３２Ａ～１３２ＣでウエハＷを支持したまま水平方向に駆動させることがで
きる。これにより，ウエハＷの位置ずれを素早く補正することができる。また，搬送アー
ムＴＡは支持ピン１３２Ａ～１３２ＣにウエハＷを渡した後はすぐに他の作業（例えば他
のウエハの搬送動作）を行うことができる。したがって，ウエハ処理のスループットを向
上させることができる。
【００５５】
　また，本実施形態にかかる基板受け渡し装置１３０は，載置台ユニット１１０とは別体
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で構成しているので，簡単な構成にすることができる。また，処理室内への設置の自由度
も高くなるので，様々な処理室に適用可能となる。さらに，載置台１１２が回転する場合
には，載置台ユニット１１０と基板受け渡し装置１３０を別体にすることにより，載置台
１１２を高速回転させることができる。また，基板受け渡し装置１３０についても，Ｘ方
向駆動手段１３８ＸとＹ方向駆動手段１３８Ｙで支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃを水平方向
に駆動する構成を採ることができるので，高精度でウエハＷの位置補正を行うことができ
る。
【００５６】
　さらに，本実施形態にかかる基板受け渡し装置１３０は，載置台を水平方向に駆動させ
て位置ずれを補正するのではなく，支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃを水平方向に駆動させて
位置ずれを補正するようにしたので，例えばウエハＷの位置ずれが大きくて基板位置検出
装置１５０で検出できない場合でも，支持ピン１３２Ａ～１３２ＣでウエハＷを持ち上げ
たまま，基板位置検出装置１５０で検出できる位置まで支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃでウ
エハＷを水平方向に移動させることができる。これにより，ウエハＷが大きく位置ずれし
ている場合でも，ウエハＷの位置を検出して位置ずれを素早く補正することができる。
【００５７】
（基板位置検出装置）
　次に，基板位置検出装置１５０について図１，図４を参照しながら詳細に説明する。図
４は基板位置検出装置の構成を説明するための斜視図である。図４では，基板位置検出装
置の構成を説明し易くするために，図１に示す取付台１５６や載置台ユニット１１０を省
略している。
【００５８】
　基板位置検出装置１５０は，ウエハＷの水平方向の位置を検出するための基板位置検出
手段を備える。基板位置検出手段は，例えば図４に示すようにウエハＷの周縁部を検出す
る複数（ここでは３つ）の撮像手段１５２Ａ～１５２Ｃと，これら撮像手段１５２Ａ～１
５２Ｃにそれぞれ対向して配置される照明用光源１５４Ａ～１５４Ｃにより構成される。
【００５９】
　撮像手段１５２Ａ～１５２Ｃは，ウエハＷの周縁部を撮影したときの画像出力に基づい
てウエハＷの周縁部の有無と形状，ウエハＷの有無を検出する。ウエハＷの周縁部の形状
は，例えばその周縁部形状からウエハＷの中心を求めることによってウエハＷの位置を検
出するのに使用される。また，ウエハＷの周縁部の有無は，例えばウエハＷの周縁部を検
出できるか否かを判断するのに使用される。ウエハＷの有無は，例えばウエハＷの周縁部
を検出できる位置まで位置ずれを調整するのに使用される。
【００６０】
　本実施形態では，このような撮像手段１５２Ａ～１５２Ｃとして，例えばＣＣＤ（Ｃｈ
ａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）イメージセンサ，焦点調整用のレンズなどを
設けたＣＣＤカメラ（撮像装置）により構成した場合を例に挙げる。また，照明用光源１
５４Ａ～１５４Ｃとしては，例えばＬＥＤユニットにより構成される。なお，照明用光源
１５４Ａ～１５４Ｃは，光の放出面に拡散板を備えており，これによって光の放出面全体
にわたり光の強度を均一化できるようになっている。
【００６１】
　基板位置検出手段を構成する撮像手段１５２Ａ～１５２Ｃ及び照明用光源１５４Ａ～１
５４Ｃは例えば図１に示すような起立した取付台１５６に取り付けられる。取付台１５６
には，その上部から水平に張り出したブラケット１５７と，このブラケット１５７の下方
に水平に張り出したブラケット１５８を備える。上方のブラケット１５７には撮像手段１
５２Ａ～１５２Ｃが取り付けられ，下方のブラケット１５７には照明用光源１５４Ａ～１
５４Ｃが取り付けられる。こうして，撮像手段１５２Ａ～１５２Ｃと照明用光源１５４Ａ
～１５４Ｃとは，ウエハＷの上下にウエハＷの周縁部を挟むように配設される。
【００６２】
　図４に示すように，各照明用光源１５４Ａ～１５４Ｃの光軸はそれぞれ，各撮像手段１
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５２Ａ～１５２Ｃの受光面に向かうように調整される。また，支持ピン１３２Ａ～１３２
Ｃを載置台１１２の載置面よりも上側に上昇させて，搬送アームからウエハＷを受取った
ときのウエハＷの高さを受け取り高さとし，ウエハＷの中心と載置台１１２の中心とが一
致するときのウエハＷの位置（図４に示す２点鎖線で示すウエハ位置）を水平方向の基準
位置Ｗｓｔとすれば，各撮像手段１５２Ａ～１５２Ｃはそれぞれ，受け取り高さにある基
準位置Ｗｓｔのウエハ周縁部に焦点が合うように調整される。さらに基準位置Ｗｓｔにあ
るウエハＷの周縁部を検出できる部位が各撮像手段１５２Ａ～１５２Ｃの測定視野１５３
Ａ～１５３Ｃになるように調整される。
【００６３】
　具体的には，図５に示すように各撮像手段１５２Ａ～１５２Ｃの測定視野１５３Ａ～１
５３Ｃは，基準位置Ｗｓｔにあるウエハの周縁部に沿って等間隔に並ぶようになっている
。例えば基準位置Ｗｓｔにあるウエハの中心から見た角度を考え，測定視野１５３Ａから
１５３Ｂまでの角度と測定視野１５３Ｂから１５３Ｃまでの角度をそれぞれｄとし，測定
視野１５３Ａから１５３Ｃまでの角度をＤとすると，ここでは例えばｄが４５度（ｄｅｇ
），Ｄが９０度（ｄｅｇ）となるようにする。このような測定視野１５３Ａ～１５３Ｃの
角度は，上記のものに限られるものではなく，各撮像手段１５２Ａ～１５２Ｃの取付位置
を調整することによって自由に変えることができる。また，この角度は図５に示すＸＹ座
標軸上では，Ｘ軸を０度として時計回りを正として考える。
【００６４】
　各撮像手段１５２Ａ～１５２Ｃは，図２に示すように制御部２００に接続されており，
各撮像手段１５２Ａ～１５２Ｃで撮像された測定視野の出力画像データは，基板受け渡し
装置１３０などの各部を制御する制御部２００に送信される。制御部２００は，この測定
視野１５３Ａ～１５３Ｃの出力画像データに基づいてウエハＷの周縁部を検出するように
なっている。
【００６５】
　例えば測定視野１５３ＡにウエハＷの周縁部が入ると，測定視野１５３Ａのうち，ウエ
ハＷが存在する領域は，照明用光源１５４Ａからの光が遮られて暗くなり，それ以外の部
分は明るくなる。これにより，測定視野１５３ＡでウエハＷの周縁部の有無を簡単に検出
することができる。従って，この状態を周縁部有り状態（グレー状態）として，後述する
測定視野のすべてが明るい状態（白状態），測定視野のすべてが暗い状態（黒状態）と区
別する。
【００６６】
　また，上述の例で測定視野１５３Ａにおける明るい領域と暗い領域の境界がウエハＷの
周縁部の形状（例えば本実施形態のような円板状のウエハの場合には円弧形状）になるの
で，測定視野１５３Ａの出力画像からウエハＷの周縁部の形状を検出することができる。
【００６７】
　こうして検出されたウエハＷの周縁部の形状に基づいて，制御部２００はウエハＷの中
心位置を算出する。そして，載置台１１２の中心（載置台１１２が回転する場合は回転中
心）からのウエハＷの水平方向の位置ずれ量および位置ずれ方向を求める。この位置ずれ
量および位置ずれ方向に応じてＸ方向駆動手段１３８Ｘ及びＹ方向駆動手段１３８Ｙを駆
動して支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃを水平方向に駆動させることによって，ウエハＷの水
平方向の位置を調整することができる。
【００６８】
　なお，ウエハＷの水平方向の位置ずれは，上記の他，ウエハＷが上記の基準位置Ｗｓｔ
にあるときの測定視野１５３Ａ～１５３Ｃの出力画像データを基準画像データとして予め
記憶しておき，ウエハ位置を検出するために得られた測定視野１５３Ａ～１５３Ｃの出力
画像データを基準画像データと比較して判断するようにしてもよい。例えばウエハＷが基
準位置Ｗｓｔからずれていて測定視野１５３Ａの出力画像データにおけるウエハＷの周縁
部の位置がずれているとする。このとき，例えば測定視野１５３Ａの出力画像データの明
るい領域と暗い領域の割合（明暗割合）は，ウエハＷが基準位置Ｗｓｔからずれている場
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合と，ウエハＷが基準位置Ｗｓｔにある場合とでは相違する。従って，対象となるウエハ
Ｗについての明暗割合を，基準位置Ｗｓｔにあるウエハについての明暗割合と比較するこ
とによってウエハＷの位置ずれを検出することができ，明暗割合に応じて位置ずれ量と位
置ずれ方向を求めることができる。
【００６９】
　この場合，測定視野１５３Ａの明暗割合が基準位置Ｗｓｔの場合の割合と同じになるよ
うに，位置ずれ量と位置ずれ方向に応じて支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃを水平方向に駆動
して，ウエハＷの水平方向の位置を調整することができる。
【００７０】
　さらに，ウエハＷの水平方向の位置ずれは，上記の他，予めウエハＷが位置ずれしてい
ない場合のウエハＷの周縁形状のパターン（基準パターン）を記憶手段に記憶しておき，
実際に検出されたウエハＷの周縁形状のパターンと上記基準パターンを比較することによ
って，ウエハＷの位置ずれの有無を判断し，ウエハＷの周縁形状のパターンと上記基準パ
ターンとの相違に基づいて位置ずれ方向およびその量を算出するようにしてもよい。
【００７１】
　ところで，本実施形態にかかる基板受け渡し装置１３０のようにウエハＷを支持ピンを
上昇させて受け取る場合には，上方からウエハＷの端部を引っかけて吊り上げる受け渡し
アームのようにアーム上でウエハＷの位置が規制されるような受け渡し部材で受け取る場
合に比して，ウエハＷの位置ずれが大きい場合がある。
【００７２】
　例えばいずれの測定視野１５３Ａ～１５３Ｃの出力画像データにもウエハＷの周縁部が
存在しないほど大きく位置ずれすることもある。具体的には測定視野によっては，全部が
明るい領域になったり（この場合は測定視野が白状態（又は明状態）と判定），全部が暗
い領域になったり（この場合は測定視野が黒状態（又は暗状態）と判定）して，ウエハＷ
の周縁部を検出できない。これでは，ウエハＷの位置を検出できないので位置ずれの程度
もわからず，ウエハの位置ずれを補正することができない。
【００７３】
　ここで，このような測定視野の白黒判定とウエハ位置との関係について説明する。例え
ばある測定視野が白状態と判定された場合（測定視野全部が明るい領域の場合）には，そ
の測定視野にはウエハＷが存在しないことになる。このとき支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃ
上にウエハＷが存在する場合には，ウエハＷはその測定視野からウエハＷが基準位置Ｗｓ
ｔのウエハの中心（基準となる中心）へ向けて大きく位置ずれしている蓋然性が高い。ま
た，ある測定視野が黒状態と判定された場合（測定視野全部が暗い領域の場合）には，そ
の測定視野にはウエハＷが存在するものの，ウエハＷは基準位置Ｗｓｔのウエハの中心か
らその測定視野へ向けて大きく位置ずれしている蓋然性が高い。
【００７４】
　従って，ある測定視野が白状態と判定された場合には，基準位置Ｗｓｔのウエハの中心
へ向けてその測定視野に近づけるように支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃを水平移動させてウ
エハＷの位置ずれを補正できる。また，ある測定視野が黒状態と判定された場合には，基
準位置Ｗｓｔのウエハの中心へ向けてその測定視野から遠ざけるように支持ピン１３２Ａ
～１３２Ｃを水平移動させてウエハＷの位置ずれを補正できる。さらに，複数の測定視野
で白黒判定があった場合には，それらの組合せによって位置ずれしている方向を推測でき
る。従って，これらの白黒判定の組合せに応じて位置ずれ調整方向を決定することにより
，ウエハＷの位置ずれを調整することができる。これにより，ウエハＷの位置が検出でき
なくても，おおよそ位置ずれが補正される方向へウエハＷ位置を調整することができる。
【００７５】
　このような白黒判定の組合せパターンとウエハＷ位置調整方向を表にまとめたものを図
６に示す。また，図６に示す各組合せパターンＰ１～Ｐ６の場合におけるウエハＷ位置の
具体例を図７～図１２に示す。
【００７６】
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　白黒判定の組合せパターンＰ１は，測定視野１５３Ａ～１５３Ｃのすべてが白状態と判
定された場合である。この場合は，図７に示すようにウエハＷの中心はすべての測定視野
１５３Ａ～１５３Ｃから遠ざかる方向，すなわちＹ軸のプラス方向へ大きく位置ずれして
いる。この場合には，その逆方向，すなわち基準位置Ｗｓｔのウエハの中心から各測定視
野１５３Ａ～１５３Ｃまでのそれぞれの向き（方向ベクトル）を合成した方向が位置調整
方向となる。具体的には，太矢印で示すようにＹ軸のマイナス方向（ＸＹ座標では－９０
度）が位置調整方向となり，この方向にウエハＷを水平移動させることでウエハＷの位置
ずれを調整することができる。
【００７７】
　白黒判定の組合せパターンＰ２は，測定視野１５３Ａ～１５３Ｃのすべてが黒状態と判
定された場合である。この場合は，図８に示すようにウエハＷの中心はすべての測定視野
１５３Ａ～１５３Ｃに近づく方向，すなわちＹ軸のマイナス方向へ大きく位置ずれしてい
る。この場合には，その逆方向，すなわち基準位置Ｗｓｔのウエハの中心から各測定視野
１５３Ａ～１５３Ｃまでのそれぞれの向きを合成した方向が位置調整方向となる。具体的
には，太矢印で示すようにＹ軸のプラス方向（ＸＹ座標では９０度）が位置調整方向とな
り，この方向にウエハＷを水平移動させることでウエハＷの位置ずれを調整することがで
きる。
【００７８】
　白黒判定の組合せパターンＰ３は，測定視野１５３Ａが黒状態と判定されるとともに測
定視野１５３Ｂ，１５３Ｃが白状態と判定された場合である。この場合は，図９に示すよ
うにウエハＷの中心は測定視野１５３Ａに近づく方向であって測定視野１５３Ｂ，１５３
Ｃから遠ざかる方向へ大きく位置ずれしている。この場合には，その逆方向，すなわち測
定視野１５３Ａから基準位置Ｗｓｔのウエハの中心までの向きと，基準位置Ｗｓｔのウエ
ハの中心から各測定視野１５３Ｂ，１５３Ｃまでのそれぞれの向きを合成した方向が位置
調整方向となる。具体的には，太矢印で示すようにＸＹ座標で－３５．２６度が位置調整
方向となり，この方向にウエハＷを水平移動させることでウエハＷの位置ずれを調整する
ことができる。
【００７９】
　白黒判定の組合せパターンＰ４は，測定視野１５３Ｃが黒状態と判定されるとともに測
定視野１５３Ａ，１５３Ｂが白状態と判定された場合である。この場合は，図１０に示す
ようにウエハＷの中心は測定視野１５３Ｃに近づく方向であって測定視野１５３Ａ，１５
３Ｂから遠ざかる方向へ大きく位置ずれしている。この場合には，その逆方向，すなわち
測定視野１５３Ｃから基準位置Ｗｓｔのウエハの中心までの向きと，基準位置Ｗｓｔのウ
エハの中心から各測定視野１５３Ａ，１５３Ｂまでのそれぞれの向きを合成した方向が位
置調整方向となる。具体的には，太矢印で示すようにＸＹ座標で－１２５．２６度が位置
調整方向となり，この方向にウエハＷを水平移動させることでウエハＷの位置ずれを調整
することができる。
【００８０】
　白黒判定の組合せパターンＰ５は，測定視野１５３Ａ，１５３Ｂが黒状態と判定される
とともに測定視野１５３Ｃが白状態と判定された場合である。この場合は，図１１に示す
ようにウエハＷの中心は測定視野１５３Ａ，１５３Ｂに近づく方向であって測定視野１５
３Ｃから遠ざかる方向へ大きく位置ずれしている。この場合には，その逆方向，すなわち
各測定視野１５３Ａ，１５３Ｂから基準位置Ｗｓｔのウエハの中心までの向きと，基準位
置Ｗｓｔのウエハの中心から測定視野１５３Ｃまでのそれぞれの向きを合成した方向が位
置調整方向となる。具体的には，太矢印で示すようにＸＹ座標で３５．２６度が位置調整
方向となり，この方向にウエハＷを水平移動させることでウエハＷの位置ずれを調整する
ことができる。
【００８１】
　白黒判定の組合せパターンＰ６は，測定視野１５３Ｂ，１５３Ｃが黒状態と判定される
とともに測定視野１５３Ａが白状態と判定された場合である。この場合は，図１２に示す
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ようにウエハＷの中心は測定視野１５３Ｂ，１５３Ｃに近づく方向であって測定視野１５
３Ａから遠ざかる方向へ大きく位置ずれしている。この場合には，その逆方向，すなわち
各測定視野１５３Ｂ，１５３Ｃから基準位置Ｗｓｔのウエハの中心までの向きと，基準位
置Ｗｓｔのウエハの中心から測定視野１５３Ａまでのそれぞれの向きを合成した方向が位
置調整方向となる。具体的には，太矢印で示すようにＸＹ座標で－２１５．２６度が位置
調整方向となり，この方向にウエハＷを水平移動させることでウエハＷの位置ずれを調整
することができる。
【００８２】
　なお，図６に示す白黒判定の組合せパターンＰ１～Ｐ６の他に，測定視野１５３Ａ，１
５３Ｃが白状態と判定されるとともに測定視野１５３Ｂが黒状態と判定された場合や，測
定視野１５３Ａ，１５３Ｃが黒状態と判定されるとともに測定視野１５３Ｂが白状態と判
定された場合も考えられる。しかしながら，図５に示すような測定視野１５３Ａ～１５３
Ｃの配置（撮像手段１５２Ａ～１５２Ｃの配置）の場合，通常は両端に位置する測定視野
１５３Ａ，１５３Ｃが白状態である場合にはこれらの中央に位置する測定視野１５３Ｂは
白状態になり，測定視野１５３Ａ，１５３Ｃが黒状態である場合には測定視野１５３Ｂは
黒状態になる。このため，ここでは，これら２つのパターンは省略している。なお，測定
視野１５３Ａ～１５３Ｃの配置（撮像手段１５２Ａ～１５２Ｃの配置）によっては，これ
らの２つのパターンも必要な場合もある。
【００８３】
　このように，ウエハＷが大きく位置ずれしていて，測定視野１５３Ａ～１５３Ｃではウ
エハＷの周縁部を検出できなかった場合は，測定視野の白黒判定に応じてウエハＷ位置調
整方向を求めて，ウエハＷの位置を調整する。これにより，ウエハ周縁部を検出できる位
置までウエハＷを移動させることができるので，ウエハＷが大きく位置ずれしていた場合
あっても，ウエハＷの位置をより正確に検出することができる。
【００８４】
　ここで，測定視野１５３Ａ～１５３ＣによってウエハＷの周縁部の有無の判定（グレー
判定）とウエハＷの周縁部を検出できなかった場合の白黒判定との両方を行うことができ
る方法の具体例について図面を参照しながら説明する。図１３は測定視野の領域構成例を
示す図であり，図１４～図１７は測定視野の各状態とウエハＷの位置との関係を説明する
ための図である。図１３～図１７に示す測定視野１５３は，測定視野１５３Ａ～１５３Ｃ
を代表して説明するためのものであるため，各測定視野１５３Ａ～１５３Ｃは測定視野１
５３と同様に構成される。
【００８５】
　図１３に示すように，測定視野１５３に例えば５つの測定領域１５３ａ～１５３ｅを設
定する。測定領域１５３ａ，１５３ｂはウエハＷの中心側に配置し，測定領域１５３ｄ，
１５３ｅはウエハＷの周縁部側に配置し，これらの中央に測定領域１５３ｃを配置する。
このように配置した測定領域１５３ａ～１５３ｅの明暗状態（白黒状態）を検出すること
によってウエハＷの周縁部の有無の判定（グレー判定）と白黒判定との両方を簡単なアル
ゴリズムで行うことができる。
【００８６】
　例えば図１４に示すように測定領域１５３ａ～１５３ｅがすべて白状態の場合は，測定
視野１５３にはウエハＷが存在していないので，ウエハＷの周縁部ｆｗは存在しない。こ
の場合は測定視野１５３が白状態と判定することができる。また，例えば図１５に示すよ
うに測定領域１５３ａ～１５３ｅがすべて黒状態の場合は，測定視野１５３にはウエハＷ
が存在しているものの，ウエハＷの周縁部ｆｗは存在しない。このような場合には，測定
視野１５３が黒状態と判定することができる。また，測定領域１５３ａ，１５３ｂが白状
態と判定され，かつその他の測定領域１５３ｃ～１５３ｅの１つ以上が黒状態と判定され
る場合は，異常状態と判断できる。この場合には，例えばウエハＷ割れや撮像手段の故障
などが考えられる。
【００８７】
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　また，測定領域１５３ａ～１５３ｅの明暗状態（白黒状態）が，測定視野１５３が白状
態，黒状態，異常状態以外となる場合には，測定視野１５３にウエハＷの周縁部ｆｗが存
在する。従って，この場合の測定視野１５３は周縁部有り状態（グレー状態）と判定でき
る。例えば図１６に示すように測定領域１５３ａ～１５３ｃが黒状態であって，かつ測定
領域１５３ｄ，１５３ｅが白状態である場合は，測定視野１５３は周縁部有り状態（グレ
ー状態）と判定できる。また，図１７に示すように測定領域１５３ａ，１５３ｂのみが黒
状態である場合も，測定視野１５３は周縁部有り状態（グレー状態）と判定できる。なお
，測定視野１５３による判定方法は，上記のものに限定されるものではない。
【００８８】
　このような本実施形態にかかる基板位置検出装置１５０によれば，支持ピン１３２Ａ～
１３２ＣでウエハＷを支持したままの状態でウエハ周縁部を検出できるので，従来のよう
に載置台に置き直して１回転させる場合に比して，素早くウエハＷ位置を検出することが
できる。また，ウエハＷの位置ずれが大きくて基板位置検出装置１５０でウエハ周縁部が
検出できなくても，上述したような白黒判定の組合せに応じてウエハＷ位置を調整する方
向を求めることができる。これにより，支持ピン１３２Ａ～１３２ＣでウエハＷ位置が調
整されれば，ウエハＷ位置を検出することができる。
【００８９】
　また，ウエハＷの水平方向への位置決めは，高分解能を有し高速動作可能なＸ方向駆動
手段１３８ＸとＹ方向駆動手段１３８Ｙによって行われるため，短時間のうちに，ウエハ
Ｗを載置台１１２の載置面の正確な位置（基準位置Ｗｓｔ）に載置することができる。し
たがって，さらにウエハ処理のスループットを向上させることができるとともに，載置台
１１２のウエハ載置面に載置されたウエハＷに対する処理を確実に精度よく行うことがで
きる。
【００９０】
　上述したような載置台ユニット１１０，基板受け渡し装置１３０，基板位置検出装置１
５０の各部は制御部２００により制御される。制御部２００は，例えば制御部本体を構成
するＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ），ＣＰＵが処理を行う
ために必要なデータを記憶するＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ），ＣＰＵが
行う各種データ処理のために使用されるメモリエリアなどを設けたＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ），ＣＰＵが各部を制御するためのプログラムや各種デー
タを記憶するハードディスク（ＨＤＤ）又はメモリ等の記憶手段などにより構成される。
なお，上述する測定視野１５３Ａ～１５３Ｃの白黒判定によるウエハＷ位置調整を行う場
合には，図６に示すような測定視野１５３Ａ～１５３Ｃの白黒判定の組合せパターンとウ
エハＷ位置調整方向を基板位置調整用データテーブルとして上記記憶手段に記憶しておき
，白黒判定の組合せパターンに応じて対応する位置調整方向を読み出すようにしてもよい
。
【００９１】
　また，制御部２００は記憶手段から読出した所定のプログラムに基づいて基板受け渡し
装置１３０，基板位置検出装置１５０の各部を制御してウエハ受け渡し処理を行う。受け
渡し処理には，搬送アーム上のウエハＷを持ち上げて受け取り，載置台１１２上に渡す処
理と，載置台１１２上のウエハを持ち上げて受け取り，載置台１１２とウエハＷとの間に
差し込まれた搬送アーム上に載置させる処理とがある。
【００９２】
（基板受け渡し処理）
　ここで，上述したウエハＷの受け渡し処理の具体例について図面を参照しながら説明す
る。図１８は，搬送アーム上のウエハを受け取って載置台に載置させる際の受け渡し処理
の具体例を示すフローチャートである。また，図１９Ａ～図１９Ｅは，受け渡し処理にお
ける基板受け渡し装置１３０の動作例を説明するための作用説明図である。なお，図１９
Ａ～図１９Ｅにおいて，ＣｗはウエハＷの中心を示し，Ｃｔは上述した基準位置Ｗｓｔの
ウエハの中心を示す。
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【００９３】
　搬送アームＴＡ上のウエハＷを載置台１１２に受け渡す際には，図１８に示すように，
まずステップＳ１００にて支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃを上昇させて搬送アームＴＡ上の
ウエハＷを受け取る。具体的には図１９Ａに示すように，ウエハＷを載せた搬送アームＴ
Ａが載置台１１２の上側に差し入れられると，Ｚ方向駆動手段１３８Ｚを駆動させて支持
ピン１３２Ａ～１３２Ｃを所定のウエハＷの受け取り高さまでＺ（鉛直）方向に上昇させ
る。すると，各支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃの先端は，それぞれ各貫通孔１１３Ａ～１１
３Ｃを通って載置台１１２の載置面から上方へ突出し，さらに上昇して図１９Ｂに示すよ
うに搬送アームＴＡ上のウエハＷを持ち上げる。こうして，支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃ
の先端でウエハＷを受け取ると，搬送アームＴＡは，図１９Ｂに示すように載置台１１２
の上側から引き抜かれて図１９Ｃに示すようになる。
【００９４】
　このように，本実施形態では支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃで搬送アームＴＡからウエハ
Ｗを受け取る際，支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃの方を上昇させて受け取るようにしている
が，必ずしもこれに限定されるものではない。例えば搬送アームＴＡが昇降可能に構成さ
れている場合には，搬送アームＴＡの方を下降させて支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃの先端
にウエハＷを下ろすようにしてもよい。この場合には，先ずＺ方向駆動手段１３８Ｚを駆
動させて支持ピン１３２Ａ～１３２ＣをＺ軸方向に上昇させた状態で，ウエハＷを載せた
搬送アームＴＡを載置台１１２の上側に差し入れる。そして，搬送アームＴＡの方を下降
させて支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃで受け取る。これによれば，支持ピン１３２Ａ～１３
２Ｃを上昇させたままウエハＷを受け取ることができる。
【００９５】
　なお，図１９Ａに示すように載置台１１２の上側に搬送アームＴＡで差し入れられたと
きに，ウエハＷの水平方向の位置ずれ（ここでは基準位置Ｗｓｔのウエハの中心（基準と
なる中心）Ｃｔに対するウエハＷの中心Ｃｗの位置ずれ）が生じていると，そのままウエ
ハＷを支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃで上方に持ち上げることになる。
【００９６】
　次に，ステップＳ２００のウエハ位置決め処理によって支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃで
ウエハＷを支持したまま，基板位置検出装置１５０によってウエハＷの水平方向の位置ず
れを検出し，基準位置Ｗｓｔからの位置ずれが生じていない場合には，ステップＳ３００
にてそのまま支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃを下降させてウエハＷを載置台１１２に載置さ
せる。
これに対して，基準位置Ｗｓｔからの位置ずれが生じている場合には，図１９Ｃに示すよ
うに基板受け渡し装置１３０で支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃを水平方向へ移動させて位置
ずれを補正する。
【００９７】
　これにより，図１９Ｄに示すようにウエハＷの中心Ｃｗと基準位置Ｗｓｔのウエハの中
心Ｃｔとが一致するように位置決めすることができる。このように，ウエハＷの位置ずれ
は基板受け渡し装置１３０によって補正することができるので，搬送アームＴＡはウエハ
Ｗを支持ピンに渡した後は，すぐに次の作業（例えば他のウエハを搬送する作業）を開始
することができるので，ウエハ処理のスループットを向上させることができる。なお，ス
テップＳ２００におけるウエハ位置決め処理の具体例については後述する。
【００９８】
　ステップＳ２００におけるウエハ位置決め処理が終了すると，ステップＳ３００にて支
持ピン１３２Ａ～１３２Ｃを下降させてウエハＷを載置台１１２上に載置させる。具体的
には図１９Ｄに示すように，Ｚ方向駆動手段１３８Ｚを駆動させて支持ピン１３２Ａ～１
３２Ｃを下降させて，ウエハＷを載置台１１２上に下ろす。これにより，図１９Ｅに示す
ように，水平方向の位置が補正されたウエハＷが載置台１１２上に載置される。こうして
ウエハＷの受け渡し処理が終了する。
【００９９】
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　なお，支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃを下降させる場合には，その先端を貫通孔１１３Ａ
～１１３Ｃを介して載置台１１２の下面よりも下側まで待避させることが好ましい。これ
により，例えば載置台１１２が回転する場合に支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃが干渉するこ
とを防止できる。
【０１００】
　このような本実施形態にかかる位置決め処理においては，支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃ
を水平方向（ＸＹ方向）に移動可能に構成した基板受け渡し装置１３０を利用してウエハ
Ｗの位置決めを行うので，例えば搬送アームＴＡから基板を支持ピンで受け取った後は，
搬送アームＴＡを使わずに，支持ピン１３２Ａ～１３２ＣでウエハＷを水平方向に移動さ
せることができるので，位置ずれを素早く補正することができる。したがって，基板処理
のスループットを向上させることができる。
【０１０１】
（ウエハ位置決め処理）
　次に，上記ウエハ位置決め処理（ステップＳ２００）について詳細に説明する。本実施
形態にかかるウエハ位置決め処理では，ウエハＷの位置ずれの程度に応じた処理を行う。
ウエハＷの位置ずれの程度によってはすべての撮像手段１５２Ａ～１５２ＣでウエハＷの
周縁部を検出できない場合があるので，その場合にもすべての撮像手段１５２Ａ～１５２
ＣでウエハＷの周縁部を検出できる位置までウエハＷを移動させることができればウエハ
Ｗの位置を正確に検出できるため，結果としてウエハの正確な位置決めができるからであ
る。
【０１０２】
　ここでは，ウエハＷの位置ずれの程度は，ウエハＷの周縁部を検出できた撮像手段１５
２Ａ～１５２Ｃの数によって判断し，それに応じた処理を実行する。具体的には，少なく
とも１つ以上の撮像手段でウエハ周縁部を検出できた場合は，その周縁部の形状から得ら
れるウエハＷの水平方向の位置に基づいて所定の基準位置Ｗｓｔからの位置ずれを求め，
その位置ずれが許容範囲を超える場合には，ウエハを水平方向に移動させて位置ずれを補
正する。
【０１０３】
　この場合には，例えば３つの撮像手段１５２Ａ～１５２ＣでウエハＷの周縁部を検出で
きた場合には，各撮像手段１５２Ａ～１５２Ｃによって得られる周縁部の形状からウエハ
Ｗの中心を正確に求めることができるので，ウエハＷに位置ずれが生じていればそのウエ
ハＷの中心を基準位置Ｗｓｔのウエハの中心に合わせるように補正することによって，正
確に位置ずれを補正することができる。
【０１０４】
　また，３つの撮像手段１５２Ａ～１５２ＣのすべてでウエハＷの周縁部を検出できなか
った場合でも，一部（ここでは１つ又は２つ）の撮像手段でウエハＷの周縁部を検出でき
ていれば，その周縁部形状からウエハＷの中心を求めることは可能である。但し，ウエハ
Ｗの中心の検出精度を考えると，ウエハＷの周縁部を検出できた撮像手段の数が少ないほ
ど検出精度が低下する。そこで，１つ又は２つの撮像手段でウエハ周縁部を検出できた場
合には，検出できた撮像手段のウエハＷの周縁部の形状のみからウエハＷの中心のラフ位
置を求めて，そのウエハＷの中心のラフ位置を基準位置Ｗｓｔのウエハの中心に合わせる
ようにウエハＷの位置をラフ補正することによって，すべての撮像手段１５２Ａ～１５２
ＣでウエハＷの周縁部を検出できる位置までウエハＷを移動させることができる。
【０１０５】
　これに対して，いずれの撮像手段１５２Ａ～１５２ＣでもウエハＷの周縁部を検出でき
ない程ウエハＷが大きく位置ずれしている場合には，ウエハＷの中心を求めることができ
ない。この場合でも，本発明によれば，上述したような撮像手段１５２Ａ～１５２Ｃの白
黒判定（図６～図１２参照）によってウエハＷの位置を調整する方向を求めることができ
る。
【０１０６】



(22) JP 5132904 B2 2013.1.30

10

20

30

40

50

　そこで，いずれの撮像手段１５２Ａ～１５２ＣでもウエハＷの周縁部を検出できなかっ
た場合には，白黒判定によって得られる位置調整方向にウエハＷを所定量ずつ移動させて
ウエハＷの位置を調整する。これにより，少なくとも１つ以上の撮像手段でウエハＷの周
縁部を検出できる位置までウエハＷを移動させることができる。
【０１０７】
　このような本実施形態にかかるウエハＷの位置決め処理の具体例を図面を参照しながら
説明する。図２０はウエハ位置決め処理の具体例を示すフローチャートである。先ずステ
ップＳ２１０にて搬送アームＴＡから支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃで受け取ったウエハＷ
の周縁部を検出し，各撮像手段１５２Ａ～１５２Ｃでそれぞれウエハ周縁部を検出する（
基板周縁部検出工程）。ここでは，基板位置検出装置１５０の撮像手段１５２Ａ～１５２
Ｃで撮像した測定視野１５３Ａ～１５３Ｃの出力画像データに基づいてウエハ周縁部を検
出する。
【０１０８】
　この場合，各測定視野１５３Ａ～１５３Ｃにおいて，図１３に示すような測定領域１５
３ａ～１５３ｅの明暗状態（白黒状態）を検出することによってウエハＷの周縁部の有無
の判定（グレー判定）を行う。例えば図１４，図１５に示すような測定領域１５３ａ～１
５３ｅの状態であればウエハ周縁部を検出できなかったと判断し，図１６，図１７に示す
ような測定領域１５３ａ～１５３ｅの状態であればウエハ周縁部を検出できたと判断する
。
【０１０９】
　次いで，ステップＳ２１２にてウエハ周縁部を検出できた撮像手段の数Ｎがいくつある
かを判断する。このとき，すべての撮像手段１５２Ａ～１５２Ｃの測定視野１５３Ａ～１
５３Ｃでウエハ周縁部を検出できた場合（Ｎ＝３）には，ステップＳ２１４にてウエハＷ
の位置を検出する（基板位置検出工程）。すなわち，撮像手段１５２Ａ～１５２Ｃの測定
視野１５３Ａ～１５３Ｃでそれぞれ検出されるウエハＷの周縁部の形状に基づいてウエハ
Ｗの中心を求めることによって，ウエハＷの位置（ＸＹ座標上のウエハ中心位置）を求め
る。
【０１１０】
　次に，ステップＳ２１６にて基準位置ＷｓｔからのウエハＷの位置ずれを検出し，その
位置ずれが許容範囲か否かを判断する。例えば図２４Ａに示すように基準位置Ｗｓｔのウ
エハの中心からのウエハＷの中心の位置ずれ量を求め，位置ずれ量が所定の許容範囲か否
かを判断する。ここでいう許容範囲は，載置台１１２や処理室などの構成，ウエハに施さ
れる処理の種類などに基づいて設定される。例えばウエハＷの端部を載置台１１２で回転
させながら処理するような場合には，載置台１１２を回転させないでウエハＷ処理を行う
場合よりも高い精度でウエハＷの中心を基準位置（ここでは載置台１１２の回転中心位置
）Ｗｓｔに合わせるのが好ましい。この場合には，許容範囲を例えば１００μｍとする。
【０１１１】
　そして，ステップＳ２１６にてウエハＷの位置ずれが許容範囲内であると判断した場合
には，ウエハＷの位置ずれを補正する必要がないので，一連の位置決め処理を終了して，
図１８のステップＳ３００に戻り，そのまま支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃを下降させてウ
エハＷを載置台１１２に載置させる。これに対して，ステップＳ２１６にてウエハＷの位
置ずれが許容範囲を超えると判断した場合には，ステップＳ２２０にてウエハＷの位置ず
れ補正を行う（基板位置ずれ補正工程）。
【０１１２】
（ウエハ位置ずれ補正）
　上記ウエハＷの位置ずれ補正は，例えば図２１に示すフローチャートに基づいて実行さ
れる。なお，この位置ずれ補正は１回だけ行うようにしてもよく，またリトライ可能にし
てもよい。図２１では予め設定された所定回数だけリトライ可能に構成した場合である。
【０１１３】
　先ずステップＳ２２２にてこの位置ずれ補正のリトライ回数が所定回数（例えば２回）
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を超えたか否かを判断する。リトライ回数が所定回数を超えていると判断した場合は，ス
テップＳ４００にてウエハ回収処理を実行する。また，リトライ回数が所定回数を超えて
いないと判断した場合はステップＳ２２４にてウエハＷの中心を基準位置Ｗｓｔのウエハ
の中心に合わせるように支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃを水平方向に駆動してウエハＷの位
置ずれを補正する。
【０１１４】
　このようなウエハＷの位置ずれ補正によれば，例えばウエハＷが図２４Ａに示すように
３つの測定視野１５３Ａ～１５３ＣでウエハＷの周縁部を検出できる場合には，その測定
視野１５３Ａ～１５３Ｃで検出されたウエハＷの周縁部形状をすべて使用してウエハＷの
中心を求めて，ウエハＷの位置ずれを補正する。これにより，図２４Ｂに示すようにウエ
ハＷの位置ずれを正確に補正することができる。
【０１１５】
　上記ステップＳ２１２にて１つ又は２つの撮像手段の測定視野のみでウエハ周縁部を検
出できた場合（Ｎ＝１又はＮ＝２），すなわち一部の撮像手段でしかウエハ周縁部を検出
できなかった場合は，ステップＳ２３０にてウエハＷの位置のラフ補正を行う（基板位置
ずれ補正工程）。
【０１１６】
（ウエハ位置のラフ補正）
　上記ウエハ位置のラフ補正は，例えば図２２に示すフローチャートに基づいて実行され
る。なお，このラフ補正は１回だけ行うようにしてもよく，またリトライ可能にしてもよ
い。図２２では，予め設定された所定回数だけリトライ可能に構成した場合である。
【０１１７】
　先ずステップＳ２３２にてこのラフ補正のリトライ回数が所定回数（例えば２回）を超
えたか否かを判断する。リトライ回数が所定回数を超えていると判断した場合は，ステッ
プＳ４００にてウエハ回収処理を実行する。
【０１１８】
　また，ステップＳ２３２にてリトライ回数が所定回数を超えていないと判断した場合は
ステップＳ２３４にてウエハ周縁部を検出できた撮像手段からの出力のみに基づいてウエ
ハＷのラフ位置（ここではウエハ中心のラフ位置）を検出する。例えば２つの撮像手段の
測定視野でのみウエハ周縁部を検出できた場合には，その２つの測定視野で検出されるウ
エハ周縁部の形状のみからウエハ中心のラフ位置を求め，また１つの撮像手段の測定視野
でのみウエハ周縁部を検出できた場合には，その１つの測定視野で検出されるウエハ周縁
部の形状のみからウエハ中心のラフ位置を求める。
【０１１９】
　ここで，ウエハＷラフ位置とするのは，ウエハ周縁部を検出できた撮像手段の数が少な
いほど，その出力から求められるウエハＷ位置の精度は低くなるため，ウエハ周縁部を検
出できた撮像手段の数が３つのときに求められる最も精度の高いときのウエハＷ位置と区
別するためである。
【０１２０】
　次いで，ステップＳ２３６にてウエハＷのラフ位置についての基準位置Ｗｓｔからのず
れを検出し，ウエハＷ位置ずれをラフ補正する。すなわち，ウエハＷの中心のラフ位置を
基準位置Ｗｓｔのウエハの中心に合わせるように支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃを水平方向
に駆動してウエハＷの位置ずれをラフ補正する。
【０１２１】
　そして，ステップＳ２３８にてすべての撮像手段でウエハ周縁部を検出できたか否かを
判断する。３つの撮像手段１５２Ａ～１５２Ｃのすべてでウエハ周縁部を検出できなかっ
たと判断した場合にはステップＳ２３２の処理に戻って，リトライ回数を超えない限り，
ラフ補正を繰り返す。また，３つの撮像手段１５２Ａ～１５２Ｃのすべてでウエハ周縁部
を検出できたと判断した場合には，一連のウエハ位置のラフ補正を終了して，図２０に示
すステップＳ２１４の処理に移る。
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【０１２２】
　このようなウエハＷの位置のラフ補正によれば，例えばウエハＷが図２５Ａに示すよう
に測定視野１５３Ｃのみで検出される場合には，その測定視野１５３Ｃで検出されたウエ
ハＷの周縁部形状のみに基づいてウエハＷの仮の中心を求めて，ウエハＷの位置ずれをラ
フ補正する。これにより，図２５Ｂに示すように３つ測定視野１５３Ａ～１５３Ｃのすべ
てウエハＷの周縁部を検出できる位置までウエハＷを移動させることができる。
【０１２３】
　上記ステップＳ２１２にて撮像手段１５２Ａ～１５２Ｃの測定視野１５３Ａ～１５３Ｃ
のすべてでウエハ周縁部を検出できなかったと判断した場合（Ｎ＝０）には，ステップＳ
２４０にてウエハＷの位置調整を行う（基板位置調整工程）。
【０１２４】
（ウエハ位置の調整）
　上記ウエハ位置の調整は，例えば図２３に示すフローチャートに基づいて実行される。
なお，このウエハ位置の調整は少なくとも１つ以上の撮像手段でウエハ周縁部を検出でき
るまでリトライするようにしてもいが，リトライ回数に制限を設けるようにしてもよい。
図２３では，予め設定された所定回数だけリトライ可能に構成した場合である。
【０１２５】
　先ずステップＳ２４２にてウエハＷ位置調整方向を検出する。ここでは，撮像手段１５
２Ａ～１５２Ｃの測定視野１５３Ａ～１５３Ｂの白黒判定の組合せパターン（例えば図７
～図１２）を検出する。そして，その組合せパターンが記憶手段に予め記憶された基板位
置調整用データテーブルに基づいて図６に示す白黒判定の組合せパターンＰ１～Ｐ６のい
ずれに該当するかを判断し，その組合せパターンに対応する位置調整方向を取得する。
【０１２６】
　続いて，ステップＳ２４４にてウエハ位置調整のリトライ回数が所定回数を超えたか否
かを判断する。そして，リトライ回数が調整可能回数を超えていると判断した場合はステ
ップＳ４００にてウエハ回収処理を実行し，リトライ回数が調整可能回数を超えていない
と判断した場合は，ステップＳ２４６にて支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃを水平方向に駆動
してウエハＷを位置調整方向に所定量ずつ移動させる。このように，ウエハＷの所定の移
動量ずつ複数回にわたって移動させることにより，ウエハＷを移動させすぎることを防止
でき，ウエハＷを確実に基準位置Ｗｓｔに近づけることができる。
【０１２７】
　なお，ウエハ位置調整１回分のウエハＷの移動量は例えば基板位置調整用データテーブ
ルに白黒判定の組合せパターンごとに記憶しておき，白黒判定の組合せパターンに応じて
基板位置調整用データテーブルから位置調整方向とともにウエハ位置調整１回分のウエハ
Ｗの移動量を読出すようにしてもよい。
【０１２８】
　次に，ステップＳ２４８にて少なくとも１つ以上の撮像手段１５２Ａ～１５２Ｃでウエ
ハ周縁部を検出できるか否か（すなわち，いずれかの測定視野１５３Ａ～１５３Ｃでウエ
ハ周縁部を検出できるか否か）を判断する。ステップＳ２４８にて少なくとも１つ以上の
撮像手段１５２Ａ～１５２Ｃでウエハ周縁部が検出できなかった場合はステップＳ２４４
の処理に戻って，所定回数を超えない限りウエハ位置調整をリトライする。
【０１２９】
　そして，ステップＳ２４８にて少なくとも１つ以上の撮像手段１５２Ａ～１５２Ｃでウ
エハ周縁部が検出できた場合は，一連のウエハ位置のラフ補正を終了し，図２０のステッ
プＳ２１２の処理に移る。以降はウエハ周縁部を検出できた撮像手段１５２Ａ～１５２Ｃ
の数Ｎに応じて上述した処理が行われる。すなわち，Ｎ＝１又はＮ＝２のときはステップ
Ｓ２３０，Ｎ＝３のときはステップＳ２１４，ステップＳ２１６，ステップＳ２２０の処
理が行われる。これにより，ウエハＷの位置ずれをより的確に補正することができる。
【０１３０】
　このようなウエハＷの位置調整によれば，例えば図２６Ａに示すようなウエハＷの位置
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ずれが生じている場合は，測定視野１５３Ａ～１５３Ｃのすべてでウエハ周縁部が検出さ
れず，かつ測定視野１５３Ａ～１５３Ｃの白黒判定がすべてが黒状態の組合せパターンＰ
２となる。このため，位置調整方向は－１８０度，すなわちＹ軸のプラス方向となるので
，この位置調整方向に支持ピン１３２Ａ～１３２ＣでウエハＷを所定量ずつ移動させる。
これにより，図２６Ｂに示すように３つ測定視野１５３Ａ～１５３ＣのすべてウエハＷの
周縁部を検出できる位置までウエハＷを移動させることができる。
【０１３１】
　このように，本実施形態にかかるウエハＷの位置調整によれば，いずれの撮像手段によ
ってもウエハ周縁部が検出できないほど大きくウエハＷが位置ずれしている場合であって
も，おおよそ位置ずれが補正される方向へウエハＷの位置を調整することができるので，
ウエハＷを例えば処理室の側壁や部品に接触させるなどウエハＷにダメージを与えること
なく，ウエハＷの位置決めを行うことができる。
【０１３２】
　以上説明したような本実施形態によるウエハ位置決め処理によれば，すべての撮像手段
１５２Ａ～１５２Ｃでウエハ周縁部を検出できた場合のみならず，すべての撮像手段１５
２Ａ～１５２Ｃでウエハ周縁部を検出できないほど大きく位置ずれしている場合であって
も，正確に位置ずれを補正することができる。すなわち，一部（ここでは１つ又は２つ）
の撮像手段でウエハ周縁部を検出できた場合はウエハＷのラフ補正を行い，すべての撮像
手段１５２Ａ～１５２Ｃでウエハ周縁部を検出できなかった場合はウエハＷの位置調整を
行うことによって，すべての撮像手段１５２Ａ～１５２Ｃでウエハ周縁部を検出できる位
置までウエハＷを移動させることができる。
【０１３３】
　なお，上述したウエハ位置をラフ補正する場合（例えば図２２），ウエハ位置を調整す
る場合（例えば図２３）には，すべての撮像手段１５２Ａ～１５２Ｃの測定視野１５３Ａ
～１５３ＣでウエハＷの周縁部を検出できないほどウエハＷが位置ずれしている。このた
め，図２２に示すステップＳ２３６及び図２３に示すステップＳ２４６において，ウエハ
Ｗを支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃで水平移動させる際に，載置台１１２の貫通孔１１３Ａ
～１１３Ｃ内の壁面に衝突せずに支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃを移動できる量を超える場
合も考えられる。その場合には，支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃを一旦下げてウエハＷを載
置台１１２上に下降し，支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃの位置を戻してから上昇させてもう
一度ウエハＷを持ち上げて移動させるようにしてもよい。
【０１３４】
（ウエハ回収処理）
　次に，本実施形態にかかるウエハ回収処理（ステップＳ４００）の具体例について図面
を参照しながら説明する。図２７はウエハ回収処理の具体例を示すフローチャートである
。ここでは，上記したようなグレー判定や白黒判定を利用してウエハＷの位置調整を行う
ことによって，搬送アームで回収可能な位置までウエハＷを移動させるウエハ回収処理に
ついて説明する。
【０１３５】
　先ずステップＳ４１０にて支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃで持ち上げられた状態でウエハ
Ｗの周縁部を検出し，各撮像手段１５２Ａ～１５２Ｃでそれぞれウエハ周縁部を検出する
（基板周縁部検出工程）。ここでのウエハ周縁部の検出は，図２０に示すステップＳ２１
０で説明した場合と同様に，各測定視野１５３Ａ～１５３Ｃのグレー判定によって行う。
【０１３６】
　次に，ステップＳ４１２にてウエハ周縁部を検出できた撮像手段の数Ｎが少なくとも１
つ以上か否かを判断する。ステップＳ４１２にて少なくとも１つ以上の撮像手段でウエハ
周縁部を検出できたと判断した場合には，ステップＳ４１４にてウエハ周縁部を検出でき
た撮像手段からの出力のみに基づいてウエハＷの位置を検出する（基板位置検出工程）。
【０１３７】
　ところで，このウエハ回収処理では，ウエハＷを後述する搬送アームでの回収可能範囲
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まで移動させることを目的とするので，図２０に示すようにウエハＷを載置台１１２に載
せて処理を施すことを目的としてウエハＷの位置合わせをする場合と比較して，ウエハＷ
の位置を必ずしも高精度で検出する必要はない。このため，ステップＳ４１２の処理では
例えばすべての撮像手段の測定視野でのみウエハ周縁部を検出できた場合には，すべての
測定視野で検出されるウエハ周縁部の形状からウエハ中心の位置を求めるようにし，１つ
又は２つの撮像手段の測定視野でしかウエハ周縁部を検出できなかった場合でも，それら
の測定視野で検出されるウエハ周縁部の形状のみからウエハ中心の位置（上記のラフ位置
に相当）を求めるようにする。
【０１３８】
　次いで，ステップＳ４１６にて基準位置ＷｓｔからのウエハＷ位置ずれを検出し，その
位置ずれがウエハＷの搬送アームでの回収可能範囲内か否かを判断する。ここでの回収可
能範囲は，例えばウエハＷを搬送アームで回収する際に処理室内に設けられる部品や壁面
に衝突せずに安全に回収できるような範囲，例えば６ｍｍ程度に設定される。
【０１３９】
　そして，ステップＳ４１６にてウエハＷの位置ずれが回収可能範囲を超えると判断した
場合は，ステップＳ４２０にてウエハＷの位置ずれ補正を行う（基板位置ずれ補正工程）
。このウエハＷの位置ずれ補正は例えば図２８に示すフローチャートに基づいて実行され
る。すなわち，この位置ずれ補正のリトライ回数が所定回数（例えば２回）を超えたか否
かを判断する。リトライ回数が所定回数を超えていないと判断した場合は，ステップＳ４
２４にてウエハＷの中心を基準位置ｗｓｔのウエハの中心に合わせるように支持ピン１３
２Ａ～１３２Ｃを水平方向に駆動してウエハＷの位置ずれを補正して，図２７のステップ
Ｓ４１４の処理に戻る。
【０１４０】
　こうして，リトライ回数を超えない範囲で位置ずれが回収可能範囲内になるまで，ウエ
ハＷの位置ずれ補正が繰り返し行い，ステップＳ４１６にて位置ずれが回収可能範囲内に
なったと判断した場合は，ステップＳ４１８にて搬送アームでウエハＷを回収する（基板
回収工程）。すなわち，ウエハＷは支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃで持ち上げられた状態な
のでそのまま，ウエハＷと載置台１１２との間に搬送アームを差し入れて，支持ピン１３
２Ａ～１３２Ｃを下降させればウエハを搬送アーム上に載置させることができる。そして
，搬送アームを引き抜いてウエハＷを回収する。
【０１４１】
　このように，少なくとも１つ以上の撮像手段によってウエハ周縁部を検出できれば，ウ
エハＷの位置ずれを補正することができるので，ウエハＷを搬送アームで回収可能な位置
まで移動させることができる。これにより，例えば処理室の側壁や部品に接触させるなど
基板にダメージを与えることなく搬送アームによって回収することができる。
【０１４２】
　これに対して，位置ずれの補正を繰り返しても回収可能範囲内にならずに，ステップＳ
４２２にてリトライ回数を超えたと判断した場合は，ステップＳ５００にてエラー処理を
行う。この場合は，ウエハ割れなど何らかの不具合が生じている蓋然性が高いので，搬送
アームによる回収を行うことなく，メンテナンスによるウエハＷの回収を行う。例えばブ
ザーなどの報知を行って，メンテナンスによって処理室の蓋を開けるなどして人手によっ
てウエハＷを回収する。これにより，搬送アームを保護することができる。
【０１４３】
　また，ステップＳ４１２にてウエハ周縁部を検出できた撮像手段の数Ｎが少なくとも１
つ以上なかった場合，すなわちいずれの撮像手段の測定視野でもウエハ周縁部を検出でき
なかった場合には，ステップＳ４３０にてウエハ位置の調整を行う（基板位置調整工程）
。ここでのウエハ位置の調整としては例えば図２９に示すフローチャートに基づいて行わ
れる。すなわち，測定視野１５３Ａ～１５３Ｃの白黒判定によって位置調整方向を求め，
リトライ回数が所定回数を超えない限り，少なくとも１つ以上の撮像手段でウエハ周縁部
を検出できるまでウエハＷを上記位置調整方向へ所定量ずつ移動させる（ステップＳ４３
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２～ステップＳ４３８）。なお，これらステップＳ４３２～ステップＳ４３８の処理は，
図２３に示すステップＳ２４２～ステップＳ２４８の処理と同様であるため，その詳細な
説明は省略する。
【０１４４】
　このようなウエハＷ位置調整を繰り返し，ステップＳ４３８にて少なくとも１つ以上の
撮像手段でウエハ周縁部を検出できると判断した場合には，図２７に示すステップＳ４１
４の処理に移り，ウエハ周縁部が検出できた撮像手段のみの出力に基づいてウエハＷ位置
を検出する。そして，位置ずれが回収可能範囲内になれば，ステップＳ４００にて搬送ア
ームによってウエハＷを回収する（基板回収工程）。
【０１４５】
　これに対して，ウエハＷ位置調整を繰り返しても，ウエハ周縁部を検出できた撮像手段
がないまま，ステップＳ４３４にてリトライ回数を超えたと判断した場合は，ステップＳ
５００にてエラー処理を行って，上述したようにメンテナンスによるウエハＷ回収を行う
。
【０１４６】
　このように，本実施形態にかかるウエハ回収処理によれば，いずれかの撮像手段でウエ
ハ周縁部が検出できれば，検出できた撮像手段からの出力に基づいてウエハ位置の補正を
行い，また，いずれの撮像手段によってもウエハ周縁部が検出できないほどウエハＷが大
きく位置ずれしている場合には，ウエハ位置の調整を行うことによって，搬送アームで回
収可能な位置までウエハを移動させることができる。これにより，従来ではメンテナンス
による回収を行わなければウエハＷを取り出せないほど大きく位置ずれしている場合でも
，搬送アームによって回収することができる。
【０１４７】
　なお，ウエハ回収処理においては，ウエハＷが大きく位置ずれしている蓋然性が高い。
このため，図２８に示すステップＳ４２６及び図２９に示すステップＳ４３６において，
ウエハＷを支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃで水平移動させる際に，載置台１１２の貫通孔１
１３Ａ～１１３Ｃ内の壁面に衝突せずに支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃを移動できる量を超
える場合も考えられる。その場合には，いったん支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃを下げてウ
エハＷを載置台１１２上に下降し，支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃの位置を戻してから上昇
させてもう一度ウエハＷを持ち上げて移動させるようにしてもよい。
【０１４８】
　なお，上記実施形態にかかる基板受け渡し装置１３０では，支持ピン１３２Ａ～１３２
ＣがＺ方向駆動手段１３８Ｚにより貫通孔１１３Ａ～１１３Ｃを各支持ピン１３２Ａ～１
３２Ｃの先端が突没可能に上下駆動させることができ，また各貫通孔１１３Ａ～１１３Ｃ
を通して載置台１１２の載置面から各支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃの先端が突き出したま
ま，各貫通孔１１３Ａ～１１３Ｃの中をＸ方向駆動手段１３８Ｘ及びＹ方向駆動手段１３
８Ｙにより水平駆動させることができるように構成されているが，本発明はこのような構
成に限定されるものではない。
【０１４９】
　例えば図３０に示す基板受け渡し装置１３０のように，各支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃ
を載置台１１６の支持軸１１４周りに載置台１１６の径よりも外側に離間して配設するよ
うにしてもよい。これによれば，載置台１１６に各支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃを通すた
めの貫通孔１１３Ａ～１１３Ｃを設ける必要がなくなる。また，貫通孔１１３Ａ～１１３
Ｃの径に制限されることなく支持ピン１３２Ａ～１３２Ｃを大きく水平移動させることが
可能となる。従って，ウエハＷの位置ずれ補正や位置調整を行う際に，ウエハＷの１回分
の移動量を大きくとることができる。
【０１５０】
　以上，添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが，本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば，特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において，各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり，それ
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らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【０１５１】
　例えば，上記実施形態では，３つの撮像手段１５２Ａ～１５２Ｃを設けた場合について
説明したが，必ずしもこれに限定されるものではなく，２つ又は４つ以上の撮像手段を設
けるようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１５２】
　本発明は，基板位置決め方法，基板位置検出方法，基板回収方法に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１５３】
【図１】本発明の実施形態にかかる基板受け渡し装置，基板位置検出装置，及び載置台ユ
ニットの構成を説明するための斜視図である。
【図２】図１に示す各装置の側面を示す図である。
【図３】図１に示す基板受け渡し装置の構成を示す斜視図である。
【図４】図１に示す基板位置検出装置の構成を説明するための斜視図である。
【図５】同実施形態にかかる各撮像手段の測定視野を説明するための図である。
【図６】測定視野の白黒判定の組合せパターンとウエハの位置調整方向をまとめて表に示
した図である。
【図７】図６に示す白黒判定の組合せパターンＰ１におけるウエハ位置の具体例を示す図
である。
【図８】図６に示す白黒判定の組合せパターンＰ２におけるウエハ位置の具体例を示す図
である。
【図９】図６に示す白黒判定の組合せパターンＰ３におけるウエハ位置の具体例を示す図
である。
【図１０】図６に示す白黒判定の組合せパターンＰ４におけるウエハ位置の具体例を示す
図である。
【図１１】図６に示す白黒判定の組合せパターンＰ５におけるウエハ位置の具体例を示す
図である。
【図１２】図６に示す白黒判定の組合せパターンＰ６におけるウエハ位置の具体例を示す
図である。
【図１３】本実施形態にかかる撮像装置についての測定視野の領域構成例を示す図である
。
【図１４】各測定視野の状態とウエハＷの位置との関係を説明するための図であって，測
定視野が白状態（明状態）とされる場合の例である。
【図１５】各測定視野の状態とウエハＷの位置との関係を説明するための図であって，測
定視野が黒状態（暗状態）とされる場合の例である。
【図１６】各測定視野の状態とウエハＷの位置との関係を説明するための図であって，測
定視野がグレー状態（周縁部有り状態）とされる場合の例である。
【図１７】各測定視野の状態とウエハＷの位置との関係を説明するための図であって，測
定視野がグレー状態（周縁部有り状態）とされる場合の他の例である。
【図１８】同実施形態にかかるウエハの受け渡し処理の具体例を示すフローチャートであ
る。
【図１９Ａ】基板受け渡し装置の動作例を説明するための図である。
【図１９Ｂ】基板受け渡し装置の動作例を説明するための図である。
【図１９Ｃ】基板受け渡し装置の動作例を説明するための図である。
【図１９Ｄ】基板受け渡し装置の動作例を説明するための図である。
【図１９Ｅ】基板受け渡し装置の動作例を説明するための図である。
【図２０】同実施形態にかかるウエハの位置決め処理の具体例を示すフローチャートであ
る。
【図２１】図２０に示すウエハの位置ずれ補正の具体例を示すフローチャートである。
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【図２２】図２０に示すウエハ位置のラフ補正の具体例を示すフローチャートである。
【図２３】図２０に示すウエハ位置の調整の具体例を示すフローチャートである。
【図２４Ａ】すべての撮像手段の測定視野でウエハ周縁部を検出できた場合におけるウエ
ハの位置の具体例を示す図である。
【図２４Ｂ】図２４Ａの位置ずれを補正したときの支持ピンとウエハの位置関係を示す図
である。
【図２５Ａ】１つの撮像手段の測定視野でウエハ周縁部を検出できた場合におけるウエハ
の位置の具体例を示す図である。
【図２５Ｂ】図２５Ａの位置ずれを補正したときの支持ピンとウエハの位置関係を示す図
である。
【図２６Ａ】すべての撮像手段の測定視野でウエハ周縁部を検出でなかった場合における
ウエハの位置の具体例を示す図である。
【図２６Ｂ】図２６Ａの位置ずれを補正したときの支持ピンとウエハの位置関係を示す図
である。
【図２７】同実施形態にかかるウエハ回収処理の具体例を示すフローチャートである。
【図２８】図２７に示すウエハの位置ずれ補正の具体例を示すフローチャートである。
【図２９】図２７に示すウエハ位置の調整の具体例を示すフローチャートである。
【図３０】同実施形態にかかる基板受け渡し装置の他の構成例を示す斜視図である。
【符号の説明】
【０１５４】
１１０　　　載置台ユニット
１１２，１１６　　　載置台
１１３Ａ～１１３Ｃ　　　貫通孔
１１４　　　支持軸
１３０　　　基板受け渡し装置
１３２Ａ～１３２Ｃ　　　支持ピン
１３４　　　基台
１３５　　　取付板
１３６　　　支持板
１３８　　　支持ピン駆動機構
１３８Ｘ　　Ｘ方向駆動手段
１３８Ｙ　　Ｙ方向駆動手段
１３８Ｚ　　Ｚ方向駆動手段
１５０　　　基板位置検出装置
１５２Ａ～１５２Ｃ　　　撮像手段
１５３Ａ～１５３Ｃ　　　測定視野
１５３ａ～１５３ｅ　　　測定領域
１５４Ａ～１５４Ｃ　　　照明用光源
１５６　　　取付台
１５７，１５８　　　ブラケット
２００　　　制御部
　Ｗ　　　　ウエハ
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